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DENTAL DUAL-CURED ADHESIVE RESIN CEMENT

PANAVIA [F 20 G&

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkea tai verta ultradanipuhdistuksen
jalkeen, puhdista se ultradéniyksiksséa neutraalia puhdistusainetta
kayttamalla. Pese se sen jéalkeen juoksevalla vedelléd 1 minuutin
ajan.

KAYTTOOHJEET

I. JOHDANTO
PANAVIA F 2.0 on kaksoiskovetteinen (valo- tai itsekovetteinen),
réntgensateité lapaisemé&tdon muovipohjainen sementtijarjestelma
metallisille ja silanoiduille posliinipaikoille seka yhdistelmépaikoille.
PANAVIA F 2.0 siséltaa ED PRIMER Il -nesteet, PANAVIA F 2.0
Paste-pastat, ALLOY PRIMERIn ja OXYGUARD Il:n.
ED PRIMER Il -aine sisaltdd HEMA-ainetta, 5-NMSA-ainetta ja
MDP-ainetta, ja se koostuu Liquid A -nesteesta ja Liquid B -nesteesta.
PANAVIA F 2.0 -pasta vapauttaa fluoridia.
ALLOY PRIMER parantaa jalometalliseoksen ja PANAVIA F 2.0
-pastan sidoslujuutta. OXYGUARD Il on happi-inhibiittori, joka
mahdollistaa PANAVIA F 2.0 Paste polymerisoinnin silloin kun
valokovetusta ei kayteté. Tinaus ei ole tarpeen.

. KAYTTOTARKOITUKSET

PANAVIA F 2.0 -ainetta kaytetdan seuraaviin sovellutuksiin:

[1] Metallisten kruunujen ja siltojen, runkojen ja tiivisteiden kiinnitys.

[2] Posliinikruunujen, runkojen, tiivisteiden ja suojapaéllysteiden
kiinnitys.

[3] Yhdistelmamuovista valmistettujen kruunujen, runkojen ja
tiivisteiden kiinnitys.

[4] Kiinnityssiltojen kiinnitys.

[5] Hampaan ytimien ja esivalmistettujen tukien kiinnitys.

[6] Amalgaamin sitominen.

[HUOMAUTUS]
Kayté tapauskohtaisia paikkausaineen savyja.
Taulukko: Sideaineiden ja sovellutusten séavyt

Paikkausaineen savy| TC, i
Paikka Y| Light | White

Metalliset rungot ja tiivisteet, metallikruunut ja sillat
Posliiniset tai komposiittiset rungot, tiivisteet ja suojapéllysteet
Muotoon puristetut tuet ja kipsisiteiset metallitdytteet
Kiinnityssillat ja lastat etummainen
jalkimmainen

Opaque

O|o|>|ojo|o
0|0|O[o|>|o
O|0|0|0|>|O

Sidotut amalgaamipaikat
©: SUOSITELTAVA O: RIITTAVA A: EI SUOSITELTAVA

Ill. KONTRAINDIKAATIOT
[1] Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyytta
metakrylaattimonomeerien suhteen
[2] Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyytta asetonin suhteen

IV. SIVUVAIKUTUKSET
Suun limakalvot voivat vaalentua ED PRIMER |l tai ALLOY PRIMER
kanssa kosketuksiin joutuessaan proteiinin hyytymisen seurauksena.
Tamé on kuitenkin véliaikaista, ja vaalentumat katoavat yleenséa
muutamassa paivassa. Yksittdisissa tapauksissa on esiintynyt
haavautumia.

V. YHTEENSOPIMATTOMUUS

[1] Ala kéyta eugenolia sisaltavia aineita ytimen suojaukseen ja
véliaikaiseen sulkemiseen, silla ne hidastavat kovettumista.

[2] Ala kéyta rautayhdisteité siséltavia verenvuodon tyrehdyttajia,
silla ne saattavat heikentaa tarttumista ja jaljelle jaavat rautaionit
saattavat aiheuttaa reunojen tai ikenien haalistumista.

[3] Ala kéytd PANAVIA F 2.0 -pastaa PANAVIA F -pastan kanssa,
sillé silloin pastasekoitus ei kovetu tarpeeksi.

VI. VAROTOIMENPITEET

1. Varotoimenpiteet

1. Tama tuote siséltaa aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen
reaktion. Ala kayta tuotetta potilailla, jotka ovat allergisia
metakrylaattimonomeereille tai muille ainesosille.

2. Jos potilaalla syntyy yliherkkyysreaktio, esimerkiksi ihottuma,
tulehduksen oireet, haavaumat, turvotus, kutina tai tunnottomuus,
lopettakaa tuotteen kaytto ja kaantykaa laakérin puoleen.

3. Tuotteen kaytdssa on noudatettava varovaisuutta, ettei sitd joudu
iholle tai silmiin. Ennen kayttoa potilaan silméat on suojattava
mahdollisilta roiskeilta peiteliinalla.

4. Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudosten kanssa, toimi
seuraavasti:
< Jos tuotetta paasee silmiin >

Huuhtele silma vélittdméasti runsaalla vedella ja ota yhteys ladkariin.
< Jos tuotetta paasee iholle tai suun limakalvoille >

Pyyhi valittdmasti pois alkoholilla kostutetulla vanutupolla tai

harsotaitoksella ja huuhtele runsaalla vedella.

5. Ole varovainen, ettei potilas vahingossa niele tuotetta.

6. Jos potilas tai tuotteen kayttaja tuntee olonsa huonoksi
tuotteessa olevan asetonin siséédnhengittdmisen vuoksi, anna
hénen levaté ja hengittaa raikasta ilmaa.

7. Loydetyt ytimen paljastumat on peitettava kovettavalla
kalsiumhydroksidiaineella. Ala kayta eugenoliaineita ytimen
suojaukseen.

8. Muotoon puristettuja ruostumattomasta teréksesté valmistettuja
tukia kéytettaessa tuen ei pida olla kosketuksissa
metallipaikkoihin. Peita tuki yhdistelm@muovilla.

9. Kun ainetta kovetetaan, vélta katsomasta suoraan
kovetusvaloon.

2. Késittelya ja muuntelua kc varotoi piteet

1. PANAVIA F 2.0 polymeroituu kovetusvalon avulla (sateilyn aallon
pituus: 400 - 515 nm). Kayté valon pysayttavaa levya, jotta
voidaan estéé materiaalin altistaminen kaytettavélle valolle tai
luonnonvalolle (ikkunoista siséén paaseva auringonvalo).

2. Varmista, ettéa kertakayttdinen suutin tai kertakayttdinen harjan
paa on kiinnitetty huolellisesti, jotta potilas ei niele niita.

3. Kun paikka on asetettu hampaan péaélle, sideaine saattaa
kovettua kaytettavan valon vaikutuksesta. Ala aseta kaytettavaa
valoa liian lahelle potilasta.

3. Varastointia k var

1. Ala kayta tuotetta viimeisen kéaytt in umpeuduttua. Ota
selville tuotteen viimeinen kayttopaiva, joka on kirjoitettu
pakkauksen ulkopuolelle.

2. ALLOY PRIMER on helposti syttyva aine. Al4 sailyta sita tulen
laheisyydessa.

3. Tuote sailytetaan jaakaapissa (2-8°C/36-46°F) silloin, kun sita ei
kaytetd. Ennen kéytt6a sen annetaan olla huoneenlampétilassa.

4. ALLOY PRIMER -ainetta on sailytettava 2-25°C/36-77°F -asteen
lampétilassa silloin, kun sita ei kayteta.

5. Ala sailyta tuotetta hyvin kuumassa paikassa tai suoran
auringonvalon ulottuvilla.

6. Pullon tai ruiskun korkki on asetettava takaisin paikoilleen heti
sen jalkeen, kun resiinid on annosteltu pullosta tai ruiskusta.
Tama estaa haihtuvien ainesten héyrystymisen.

7. Tuote on sailytettdva asianmukaisessa paikassa, johon vain
hammaslaakintahenkilékunnalla on péaasy.

VIl. KOMPONENTIT
1. Sévyt
PANAVIA F 2.0 Paste —pastaa on saatavissa neljana eri savyna;
TC, Light, White tai Opaque

2. Muut tuotteet
Maarat on merkitty pakkaukseen.
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste/B Paste)
2) ED PRIMER |l (Liquid A/Liquid B)
3) ALLOY PRIMER
4) PANAVIAF 2.0 OXYGUARD Il
5) Lisavarusteet
« Spatula (laastain)
* Mixing pad (Sekoituslehtid)
« Disposable brush tips (kertakayttoiset siveltimet)
« Brush tip handle (harjanvarsi)
« Mixing dish (sekoitusalusta)
« Light blocking plate (valolta suojaava levy)
- Disposable nozzles (kertakayttoinen vientikarki)

3. Aineosat
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste/B Paste)
Paaasialliset aineosat
(1) A Paste
+ 10-Metakryyliyloyloxydecyl dihydrogeenifosfaatti (MDP)
* Hydrofobinen aromadimetakrylaatti

« Hydrofobinen alifaattinen dimetakrylaatti
« Hydrofiilinen alifaattinen dimetakrylaatti
« Silanoitu silikafilleri
« Silanoitu kolloidinen silika
« dl-Camphorquinone
« Katalysaattorit
« Initiaattorit
(2) B Paste
« Hydrofobinen aromadimetakrylaatti
« Hydrofobinen alifaattinen dimetakrylaatti
« Hydrofiilinen alifaattinen dimetakrylaatti
« Silanoitu bariumlasifilleri
- Pintakasitelty natriumfluori
« Katalysaattorit
« Kiihdyttimet
« Pigmentit

Epéorgaanista filleria voi olla yhteensé keskiméaarin 59 vol%.
Ep&orgaanisten fillereiden hiukkaskoko on 0.04 pm—19 um.

2) ED PRIMER Il

P&aasialliset aineosat

(1) Liquid A
« 2-Hydroksietyylimetakrylaatti (HEMA)
+ 10-Metakryyliyloyloxydecyl dihydrogeenifosfaatti (MVDP)
« Vesi
» N-Methacryloyl-5-aminosalisyylihappo (5-NMSA)
- Kiihdyttimet

(2) Liquid B
» N-Methacryloyl-5-aminosalisyylihappo (5-NMSA)
« Vesi
« Katalysaattorit
« Kiihdyttimet

3) ALLOY PRIMER
Péaéaasialliset aineosat
« Asetoni
+ 10-Metakryyliyloyloxydecyl dihydrogeenifosfaatti (VDP)
* 6-(4-vinyylibentseeni-N-propyyli)amino-1,3,5-triatsiini-2,4-ditioni

4) OXYGUARD Il
P&aasialliset aineosat
« Glycerol
« Polyetyleeniglykoli
« Katalysaattorit
« Kiihdyttimet
« Vériaineet

VIil. ASIAANKUULUVAT TUOTTEET
Seuraavia tuotteita tarvitaan erikoismenetelmia varten.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR

* Tama tuote siséltéa silaanikiinnitysaineen. Sen sekoittaminen
CLEARFIL SE BOND PRIMER —aineen tai CLEARFIL LINER
BOND 2V PRIMER —aineen tai CLEARFIL NEW BOND -aineen
tai CLEARFIL PHOTO BOND -aineen kanssa parantaa
sidoslujuutta posliiniin tai kovettuneeseen komposiittiin.

2) K-ETCHANT GEL
* Taté fosforista happoliuosta kédytetdan hiomattoman emalin ja
posliiniin esikasittelyyn.

IX. KLIINISET TOIMENPITEET

1. Perustoil pide (sid kéytté)

[HUOMAUTUS]
Kayté pastasekoitusta mahdollisimman pian annostelun ja
sekoituksen jalkeen.

1) Pastojen annostelu

1. Oikaise kannassa olevaa merkintéé tyéntimen mittausrajalla ja
kierra ruiskua niin, etta se annostelee tarvittavan maaran pastaa.
Ruiskua on kierrettavéa vahintaéan puoli kierrosta.

2. A paste- ja B paste -aineita on annosteltava sama maara.

3. Annosteltavan pastan maara ruiskua viimeista kertaa
kierrettdesséa saattaa olla epatarkka. Siksi ruisku on poistettava
kaytdsta ennen viimeisen annoksen kayttoa.

4. Tarvittava maara pastaa tyypillista kayttéa varten:

Ruiskun kierrokset Kayttd

Puolikas kierros Rungot ja tiivisteet

3. Posliinista ja kovettuneesta komposiitista valmistettu paikka
(rungot, tiivisteet, kruunut ja suojapéaallysteet)

1) Hiekkapuhallus
Hiekkapuhalla paikan pintaa kayttamalla 30 - 50
mikronialumiinioksidihiukkasta ilman paineen ollessa matala (1 -
2 kg/cmz (14 - 28 PSI)).

2) Syovytys fosforihapolla
Syévyta tartuntapintaa K-ETCHANT GEL -aineella.

3) Huuhtele ja kuivaa
Fosforihapolla syévyttamisen jalkeen tartuntapinta on
huuhdeltava vedella ja kuivattava.

4) Kasittely silaanikiinnityksella
Silanoi tartuntapinta seuraavaa ainetta kayttamalla:
Kayta naiden aineiden sekoitusta: CLEARFIL PORCELAIN
BOND ACTIVATOR ja CLEARFIL SE BOND PRIMER tai
CLEARFIL LINER BOND 2V PRIMER tai CLEARFIL PHOTO
BOND tai CLEARFIL NEW BOND.

[HUOMAUTUS]
Siirry paikan pinnan késittelyn jalkeen nopeasti kiinnittdmiseen.

[2] Tartuntapinnan késittely
1. Kaviteetin tai tukihampaan pinnan puhdistus
1) Poista tilapainen sulkuaine tai tilapdinen kiinnitysaine
tartuntapinnalta.
2) Kun kiinnitat hiomattomaan emaliin tai kaytat kiinnittyvaa siltaa tai
posliinisia laminaattipaallysteita, levitda K-ETCHANT GEL -ainetta
tartuntapinnalle 10 sekuntin ajaksi.

2. Tartuntapinnan késittely

1) ED PRIMER Il -aineen sekoitus
Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta
sekoitusastian syvennykseen ja sekoita.

2) ALLOY PRIMER -aineen kaytto
Jos kaytetaan jalometallista valmistettua tukihammasta, levita
ALLOY PRIMER -ainetta sen metallipintaan.

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkea tai verta ALLOY PRIMER -aineen
levityksen jalkeen, puhdista se alkoholiin kostutetulla vanulla ja
toista kasittely ALLOY PRIMER -aineella.

3) ED PRIMER Il -aineen kaytto
Levitd ED PRIMER Il -ainetta tartuntapinnan hampaan koko
pinnalle (emali ja dentiini) tai metallista tai yhdistelm&muovista
valmistetulle tukihampaalle kertakayttéisella harjan paalla tai
sienelld ja anna sen vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

4) Kuivaus
Poista liika kiinnitysaine sienella tai paperin karjella, jotta
juurikanavaan tai kaviteetin reunoihin ei muodostu kiinnitysaineen
keskittymaa. Kuivaa kiinnitysaine huolellisesti pehmeaélla
ilmavirralla. Kiinnitysaineen keskittyma aiheuttaa sideaineen
nopean polymerisaation. Ala huuhtele.
Kiinnitysaineen roiskeiden estamiseksi kuivaus on hyvéa suorittaa
kayttamalla tyhjiota.

[VAROITUS]
ED PRIMER Il -aine on levitettdvéd hammasrakenteen koko pinnalle.
Ala levita sita paikkaan.

[3] PANAVIA F 2.0 -pastan valmistus
Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso
kohta IX.1. "perustoimenpide”.

[4] Kiinnitys
1. P koituksen levitys paikkaan
Levité pastasekoitus paikkaan.

[VAROITUS]
ALA levita PANAVIA F 2.0 -pastaa hampaan pinnalle, johon on
levitetty ED PRIMER Il -ainetta, silla se nopeuttaa PANAVIAF 2.0
-pastan kuivumista.

2. Paikan kiinnitys
Kiinnité paikka kaviteettiin tai tukihampaaseen. Kiinnitys on
valmis 60 sekunnissa.

[VAROITUS]
Kun kiinnitysaine on kosketuksissa ED PRIMER Il -aineen kanssa,

sen polymerisaatio nopeutuu.

3. Ylimaaraisen pastan poistaminen

1 kierros Kruunut

[HUOMAUTUS]
1. Jos pastaa annostellaan kiertamalla tyonninté 1/4-kierrosta,
tuotteen suorituskyky saattaa heikentyé pastan kovettuessa.
2. Jos ainetta ei kayteté heti, se on peitettava valon pyséayttavalla
levylla.

2) A paste -aineen ja B paste -aineen sekoitus

Sekoita riittdva maara A paste -ainetta ja B paste -ainetta
sekoituslevylla 20 sekunnin ajan. Varmista ennen sekoituslevyn tai
lastan kayttoa, ettei niissé ole vesihuurua. Vesi saattaa lyhentaa
pastasekoituksen kayttbaikaa.

[VAROITUS]
1. Pastasekoituksen kayttoaika voi vaihdella, jos sekoitus on
riittdmaton.
2. Pasta on kaytettava 3 minuutin kuluessa sekoittamisesta.
[LISATIETOJA]
PANAVIA F 2.0 -pastan kayttdajat annostelusta kiinnittamiseen ovat
seuraavat:

PANAVIA F 2.0-pastan kéyttoaika

Ylimaéarainen reunoille jaanyt PANAVIA F 2.0 -pasta voidaan
poistaa tutkijalla tai pienella jaottimella. Sitten paikka voidaan
viimeistell4 ja kiillottaa hohkakivella ja vedella.

4. Sideaineen reunojen kovettaminen

Koveta pastasekoitus sideaineen reunoja pitkin yhdell&a

seuraavista toimintatavoista.

® Jahmettamismenetelma
Kun kiinnitysaineen valokovettaminen on mahdollista
sideaineen reunoja pitkin (esim. rungot ja tiivisteet),
valokoveta kaikki sideaineen reunaosat 20 sekunnin ajan
tavalllisilla halogeenikovetusvaloilla (>250 mW/cm?) tai
LED-kovetusvaloilla (>160 mW/cm?). Jos kaytetaan
plasmakaarikovetusvaloja (>2000 mW/cm?) tai kestavia
halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm?), sideaineen reunojen
kaikkia osia voidaan kovettaa 5 sekunnin ajan.

[VAROITUS]
Peittavéaa pastaa ei pidé valokovettaa, vaan se kovetetaan
OXYGUARD Il -ainetta kayttamalla. Silla on alhainen
kovetussyvyys.
(@ OXYGUARD I
Kéaytda OXYGUARD Il -ainetta pastasekoituksen kovettamiseen
seuraavalla tavalla:
Levitda OXYGUARD Il -ainetta reunoihin kertakayttoisella
harjan paalla. Poista OXYGUARD Il -aine 3 minuutin jalkeen
vanurullalla ja vesisuihkeella.

Hyvaksyttyjen kovetusvalojen (400~500 nm) valon voimakkuus
*1) Tavallinen halogeeni (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm?)
*2) Plasmakaari (>2000 mW/cmz), kestavé halogeeni (>550 mW/cm?)

2. Standardi toimenpide | (kiinnittdmisen kéyttétarkoitukset 1-4,

[1] Paikan pintakdésittely

1. Jalometallit (kruunut, sillat, rungot ja tiivisteet)

1) Hiekkapuhallus (tarpeen mukaan)
Hiekkapuhalla paikan pintaa kéayttamalla 30 - 50
mikronialumiinioksidihiukkasta ilman paineen ollessa 4,2 - 7
kg/cmz (60 - 100 PSI); 2 - 3 sekuntia cmz:a kohden poistaa kiillon
saaden aikaan himmeéan pinnan.

2) Puhdistus ultradanella
Puhdista paikan pinta ultradéniyksikdssé 2 minuutin ajan.

3) ALLOY PRIMER -aineen kaytt6
Levité ohut kerros ALLOY PRIMER -ainetta jalometalliseokseen.

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkea tai verta ultradanipuhdistuksen
jalkeen, puhdista se ultradéniyksikésséa neutraalia puhdistusainetta
kayttamalla. Pese se sen jalkeen juoksevalla vedelld 1 minuutin
ajan.

2. Ei-jalometallit

1) Hiekkapuhallus (tarpeen mukaan)
Hiekkapuhalla paikan pintaa kayttamalla 30 - 50
mikronialumiinioksidijauhetta ilman paineen ollessa 4,2 - 7kg/cm?
(60 - 100 PSI); 2 - 3 sekuntia cmz:& kohden poistaa kiillon
saaden aikaan himmean pinnan.

2) Puhdistus ultradanella
Puhdista paikan pintaa ultradéniyksikdssa 2 minuutin ajan.

Poista liika kiinnitysaine hampaan pinnalta kiillottamalla.

3. Standardi toimenpide Il (Kayttotarkoitus 5: pilari)

Tyb6vaiheet Kayttdaika
1.| Pastojen annostelu .
(kiertdmalla ruiskua saman kierrosméérén verran) 15 min.

2.| Pastojen sekoittaminen (20 sekunnin ajan) 3 min. [5] Viimeistel,
3. n asettaminen paineen alla °

-~Juurikanavan ollessa kyseessa 40 sek.
4.| Jahmettyminen

++-Tavallinen halogeeni, LED 20 sek.

[HUOMAUTUS]
Tata toimenpidetta kaytetdan muotoon puristettujen tukien ja
yhdistelmamuovin pilarin kanssa. Metallitaytteiden kiinnitysta
koskevat ohjeet 10ydéat kohdasta standardi toimenpide 1. ja tuen ja
yhdistelmamuovin kéyttéohjeista.

[1] Tuen pintakésittely
1. Hiekkapuhallus
Hiekkapuhalla tukea tarpeen mukaan.

[HUOMAUTUS]
Jotkut muotoon puristetut tuet eivat vaadi hiekkapuhallusta. Katso
kaytettavan tuen kéyttoohjeet.

2. ALLOY PRIMER -aineen levitys
Levitd ALLOY PRIMER -ainetta tukeen, jos se on valmistettu
jalometalliseoksesta.

[2] Kaviteetin puhdi: Jja juurik
Poista tilapainen sulkuaine kaviteetista ja téyteaine juurikanavasta.
Valmista ja puhdista juurikanavan aukko Pizo-poraa kayttamalla.

[3] Hampaan pinnan késittely
1. ED PRIMER Il -aineen sekoitus
Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta
sekoitusastiaan ja sekoita.

2. ED PRIMER Il -aineen levitys
Levita sekoitus juurikanavaan, juuren pintaan ja
hammasrakenteeseen sienté tai poran vanua kayttdmalla. Anna
vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

3. Ylimaaraisen kiinnitysaineen poistaminen (samaa tydvaihetta
kaytetadn metallitaytteiden kohdalla)
Poista ylimaéaréinen kiinnitysaine sienella, poran vanulla tai
paperin karjella, jotta sitd ei keraanny kaviteetin reunoihin ja
juurikanavaan.

4. Kuivaus
Kuivaa kiinnitysaine pehmealla ilmavirralla. Kiinnitysaineen
roiskeiden estamiseksi kuivaus on hyva suorittaa kayttamalla
tyhjiota.

[VAROITUS]
Kuivaa kiinnitysaine huolellisesti. Kiinnitysaineen keskittyma
kaviteetin reunoissa tai juurikanavassa aiheuttaa pastasekoituksen
nopeaa polymerisaatiota.

[4] PANAVIA F 2.0 -pastan valmistus
Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso
kohta IX.1. "perustoimenpide”.

[5] Tuen asettaminen paikoilleen
1. Levitd p koitus tukeen

[LISATIETOJA]
Pastasekoitus levitetdan metallitukeen kiinnitysta varten.

2. Tuen asettaminen juurikanavaan
Kun pastasekoitus on levitetty tukeen, se on asetettava nopeasti
juurikanavaan. On suositeltavaa, etta tukea varisytetaan kevyesti
sitd juurikanavaan asetettaessa, jotta ilmakuplien
loukkuuntuminen voidaan estaa.

[VAROITUS]

« Jos monia tukia asetetaan yhteen hampaaseen, esta ylimaaraisen
sideaineen valuminen muihin juurikanaviin.

« Ala kayta lentuloa kiinnitysaineen viemiseen juurikanavaan. Jos
kiinnitysaine viedaan juurikanavaan yhdistelmamuoviruiskua
kayttamalla, sidosaineen polymerisaatio nopeutuu. Tuki on
asetettava mahdollisimman nopeasti.

3. Ylimaaraisen sideaineen levittdminen
Levita ylimaarainen sideaine pienella harjalla jéljellejaavan
kruunun ja tuen paan paalle.

el

Kiinnitysaineen kovettaminen

Valokoveta kiinnitysainetta jéljellejadavaan kruunuun ja tuen
paahan 20 sekunnin ajan tavallisilla halogeenikovetusvaloilla
(>250 mW/cm?) tai LED-kovetusvaloilla (>160 mW/cm?). Jos
kaytetaan plasmakaarikovetusvaloja (>2000 mW/cn?) tai kestavia
halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm?), kaikkia sideaineen
reunoja kovetaan 5 sekunnin ajan.

[HUOMAUTUS]
Valokovetus on vaikeaa, jos kaytetdan peittdvaa sideainetta. Kayta
silloin pilariyhdistelmamuovia.

[6] Yhdistelmd@muovin rak
Rakenna yhdistelmamuovi tukihampaan valmistamista varten
kayttéohjeiden mukaisesti.

[7] Yhdistelmdmuovin kovetus ja viimeistely
Valmista tukihammas yhdistelmamuovin kovetuksen jalkeen.

4. Standardi pide Il (kdyttotar kset 6: Amal
sitominen)
[1] H. Kent puhdist

Kaviteetin tai tukihampaan pinnan puhdistus
Poista tilapdinen sulkuaine tai tilapéinen kiinnitysaine
tartuntapinnalta.

[2] Hampaan pinnan késittely

Kaésittely ED PRIMER Il -aineella

1) ED PRIMER Il -aineen valmistaminen
Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta
sekoituslevylle ja sekoita.

2) ED PRIMER Il -aineen levitys
Levita ED PRIMER Il -ainetta pienelld harjalla tai sienella
hampaan koko tartuntapinnalle (emali ja dentiini), metallista tai
yhdistelmé@muovista valmistetulle tukihampaalle. Anna sen
vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

3) Kuivaus
Poista ylimaéréinen kiinnitysaine sienella tai paperin karjella,
jotta sité ei kerédénny kaviteetin reunoille. Kuivaa kiinnitysaine
huolellisesti pehmealla ilmavirralla. Kiinnitysaineen keskittyméa
aiheuttaa sideaineen nopean polymerisaation. Kiinnitysaineen
roiskeiden estamiseksi kuivaus on hyva suorittaa kayttamalla
tyhjiota.

[3] Kiinnitysai /
Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso
kohta IX.1. "perustoimenpide”.

[4] Amalgaamin asettaminen paikoilleen
1. Levité kiinnitysaine kaviteettiin
Levita ohut, tasainen kerros kiinnitysainesekoitusta koko kaviteetin
pintaan, joka on kiinnitetty ED PRIMER |l -aineella. Esté iiman
loukkuuntuminen.

[VAROITUS]
Koska ED PRIMER Il -aine nopeuttaa kiinnitysaineen kovettumista,
kiinnitysaine on levitettdvé nopeasti kiinnitettyyn kaviteettiin.

2. Amalgaamin tayttd
Jauhennettu amalgaami on nesteytettava kovettumattomaan
kiinnitysaineeseen.
Okkluusion kaiverrus voidaan suorittaa tavalliseen tapaan.

[5] Ylimé&éréisen sideaineen poistaminen
Yliméarainen reunoille jaanyt PANAVIA F 2.0 -pasta voidaan poistaa
tutkijalla tai pienella jaottimella.

[6] Kiinnitysai kovet
Koveta pastasekoitus sideaineen reunoja pitkin yhdell& seuraavista
toimintatavoista.
(® Valokovetusmenetelméa

Kun kiinnitysaineen valokovetus on mahdollista sideaineen
reunoja pitkin (esim. rungot ja tiivisteet), valokoveta kaikki
sideaineen reunaosat 20 sekunnin ajan tavallisilla
halogeenikovetusvaloilla (>250 mW/cm?) tai
LED-kovetusvaloilla (>160 mW/cm?). Jos kaytetaan
plasmakaarikovetusvaloja (>2000 mW/cm?) tai kestavia
halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm?), kaikkia sideaineen
reunojen osia kovetaan 5 sekunnin ajan.

[VAROITUS]
Peittavaé pastaa ei pidé valokovettaa, vaan se kovetetaan
OXYGUARD Il -ainetta kayttamalla. Silla on alhainen kovetussyvyys.
(@ OXYGUARD I

Kayta OXYGUARD Il -ainetta pastasekoituksen kovettamiseen
seuraavalla tavalla:
Levitda OXYGUARD Il -ainetta reunoihin kertakayttdisella
harjan paalla. Poista OXYGUARD Il -aine 3 minuutin jalkeen
vanurullalla ja vesisuihkeella.

[7] Viimeistely
Poista liika kiinnitysaine hammasrakenteesta kiillottamalla.

[TAKUU]
Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki vialliset tuotteet. Kuraray
Noritake Dental Inc. ei ole vastuussa tuotteiden suorasta, vlillisesta tai
erityisesté katoamisesta tai vahingoista, jotka johtuvat naiden tuotteiden
mahdollisesta osaamattomasta kaytosta. Ennen kéyt
varmistuttava tuotteen sopivuudesta tarkoitettuun kayttoon. Kayttéja on
vastuussa kaikkiin tahan liittyvista riskeista.

[HUOMAUTUS]
CLEARFIL, PANAVIA ja OXYGUARD ovat KURARAY CO., LTD.:n
tavaramerkkeja.

BRUGSANVISNING

I. INTRODUKTION
PANAVIA F 2.0 er et dualhzerdende (lys- og/ eller selvhaerdende),
radiopakt resinbaseret cementsystem til metal-, komposit- og
silaniserede porceleensrestaureringer.
PANAVIA F 2.0 bestar af ED PRIMER I, PANAVIA F 2.0-pasta,
ALLOY PRIMER og OXYGUARD II.
ED PRIMER Il indeholder HEMA og 5-NMSA som ogsa MDP og
bestar af veeskerne A og B.
PANAVIA F 2.0-pasta friger fluorider.
ALLOY PRIMER forbedrer bindingen mellem legeringer af
aedelmetal og PANAVIA F 2.0-pasta. OXYGUARD Il er et
oxygen-blokeringsmiddel, der tillader PANAVIA F 2.0 Paste at
polymerisere, hvis der ikke lyshaerdes. Et tinovertraek er ikke
nodvendigt.

Il. INDIKATIONER

PANAVIA F 2.0 er egnet til folgende brug:

[1] Cementering af metalkroner og broer, inlays og onlays.

[2] Cementering af keramikkroner, inlays, onlays og veneers.

[3] Cementering af kompositkroner, inlays og onlays.

[4] Cementering af broer.

[5] Cementering af endodontiske opbygningsmaterialer og
preefabrikerede stifter.

[6] Amalgambinding.

[HENVISNING]
Anvend cementschatteringerne i overensstemmelse med de
individuelle tilfselde.
Schatteringerne af bindebart cement og de brugbare tilfeelde

Restaurering Cementschattering J&‘ White |Opaque
Metalinlays og onlays: metalkroner og broer O O O
Keramik- eller kompositinlays, onlays, kroner og o A A
veneers
Praefabrikerede stifter og stebemetalkerner (@) (@) O
Broer og skinner -tidligere A O (@)
-senere (@) (@) (@)
Bundne amalgamrestaureringer O O O
©: ANBEFALET (O: PASSENDE A.: IKKE ANBEFALET

Ill. KONTRAINDIKATIONER
[1] Patienter med overfalsomhed over for methacrylat-monomerer
[2] Patienter med overfalsomhed over for acetone

IV. BIVIRKNINGER
Pa grund af proteinkoagulation kan mundens slimhinder blive hvide,
hvis de kommer i kontakt med ED PRIMER |l eller ALLOY PRIMER.
Dette er et forbigaende faenomen, som normalt forsvinder i lobet af
nogle dage. Der er indberettet enkeltstaende tilfelde med
sardannelse.

V. INKOMPATIBILITET

[1] Anvend ikke eugenol, der indeholder materialer til
pulpabeskyttelse og midlertidig forsegling, da dette far
helingsprocessen til at ga langsommere.

[2] Anvend ingen heemostatiske midler med jernholdige
bestanddele. De kan sveekke bindeevnen, og der er risiko for, at
resterende jernioner bevirker en misfarvning af gingivalranden
samt det yderligere omrade omkring gingiva.

[38] Anvend ikke pastaerne PANAVIA F 2.0 sammen med PANAVIA
F, da blandingen ikke kan haerdes fuldsteendigt med lys.

VI. FORHOLDSREGLER
1. Sikkerhedsforanstaltninger
. Dette produkt indeholder stoffer, der kan fremkalde allergiske
reaktioner. Undga at anvende produktet hos patienter med kendt
overfalsomhed over for methacrylat-monomerer eller andre

komponenter.
2. Hvis patienten udviser overfglsomhedsreaktioner, som fx udslet,
eksem, inflammationer, sar, haevelser, kloe eller folelsesloshed,

skal anvendelsen af produktet ophore og en lsege konsulteres.
Udvis forsigtighed ved anvendelsen af produktet, sa det ikke
kommer i bergring med huden eller gjnene. Inden produktet
anvendes, bor patientens gjne tildeekkes med en serviet eller
lignende som beskyttelse mod steenk fra materialet.
Hvis produktet kommer i beraring med kropsvaev, skal der
treeffes folgende forholdsregler:
< Hvis produktet kommer i gjet >
Skyl omgaende ojet med rigelige meaengder vand og sog laege.
< Hvis produktet kommer i berering med huden eller orale
slimhinder >
Fjern omgaende produktet ved hjeelp af en vattampon eller
gaze, der er fugtet med alkohol, og skyl med rigelige maengder
vand.
Pas pa, at patienten ikke ved en fejltagelse sluger produktet.
Skulle patienten eller laegen fole sig utilpas ved inhalering af
acetone, der er indeholdt i dette produkt, sa lad denne hvile og
indande frisk luft.
Enhver faktisk eller tilnaermelsesvis udsaetningszone af pulpaen
bor daekkes med staerkt bindende kalcium hydroxydmateriale.
Anvend ikke eugenol-materiale til pulpabeskyttelse.
Hvis du benytter preefabrikerede rustfri stifter, bor stiften ikke
komme i kontakt med metalliske restaureringer. Daek stiften med
komposit.
Undga at se direkte ind i lyset, nar du heerder produktet.
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Forholdsregler ved hdndtering og fremgangsméde

PANAVIA F 2.0 polymeriserer gennem haerdelamper
(bolgelzengde: 400 - 515 nm). Benyt en lysblokerende plade for
at beskytte materialet mod kunsigt lys hhv. mod sollys.

Kontroller, at engangsdysen eller engangsbeorsten er sikkert
fastgjort, s& patienten ikke sluger den.

Efter restaureringen er anbragt pa tanden, kan cementen heerdes
via det opererende lys. Vaer opmaerksom pa, at operationslyset
ikke kommer for teet pa patienten.
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Forholdsregler ved opbevaring

Ma ikke anvendes efter holdbarhedsdatoens udlob. Veer
opmaerksom pa udlebsdatoen pa den udvendige side af
pakningen.

ALLOY PRIMER er anteendeligt. Holdes vaek fra aben flamme.
Hvis produktet ikke anvendes, skal det opbevares i koleskabet
(2-8°C/ 36-46°F); for brug skal produktet bringes op pa
stuetemperatur.

ALLOY PRIMER beor opbevares ved 2-25°C/36-77°F.

Beskyt produktet mod ekstrem varme eller direkte sollys.
Flasken eller sprojten bor udskiftes, sa snart kunststoffet er brugt
ud af flasken eller sprojten. Dette forebygger fordampningen af
det eeteriske indhold.

Produktet skal opbevares pa et forsvarligt sted, til hvilket kun
tandlaegepersonalet har adgang.

VIl. KOMPONENTER
1. Farver
PANAVIA F 2.0 Paste fas i 4 farver;
TC, Light, White eller Opaque
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2. Komponenter
Maengden fremgar af emballagens yderside.
1) PANAVIAF 2.0 Paste (A Paste / B Paste)
2)ED PRIMER Il (Liquid A / Liquid B)
3) ALLOY PRIMER
4) PANAVIA F 2.0 OXYGUARD I
5) Tilbehor
« Spatula (Spatel)
« Mixing pad (Blandeblok)
« Disposable brush tips (Engangs-pensler)
« Brush tip handle (Penselhandtag)
« Mixing dish (Blandeskal)
- Light blocking plate (Lysblokerende plade)
« Disposable nozzles (Udskiftelige sprojtespidser)

3. Indholdsstoffer
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)
Principielle indholdsstoffer
(1) A Paste
« 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen-fosfat (MDP)
« Hydrofobisk aromatisk dimethacrylat
« Hydrofobisk alifatisk dimethacrylat
« Hydrofil alifatisk dimethacrylat
« Silaniseret silica-filler
- Silaniseret kolloidal silica
« dl-Camphorquinon
« Katalysatorer
« Initiatorer

(2) B Paste
« Hydrofobisk aromatisk dimethacrylat
+ Hydrofobisk alifatisk dimethacrylat
« Hydrofil alifatisk dimethacrylat
« Silaniseret barium glas-filler
+ Overfladebehandlet natriumfluorid
« Katalysatorer
* Acceleratorer
« Pigmenter

Den totale maengde uorganisk filler udger ca. 59 vol%.
Partikelstorrelsen pa de uorganiske fillers (fyldstoffer) er mellem
0.04 pm og 19 pm.

2) ED PRIMER II

Principielle indholdsstoffer

(1) Liquid A
* Metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA)
+ 10-methacryloyloxydecy! dihydrogen-fosfat (MDP)
* Vand
» N-methacryl-5-aminosalicylsyre (5-NMSA)
* Acceleratorer

(2) Liquid B
» N-methacryl-5-aminosalicylsyre (5-NMSA)
* Vand
« Katalysatorer
« Acceleratorer

3) ALLOY PRIMER
Principielle indholdsstoffer
« Acetone
« 10-methacryloyloxydecy! dihydrogen-fosfat (MDP)
* 6-(4-vinylbenzyl-N-propyl)amino-1,3,5-triazine-2,4-dithion

4) OXYGUARD Il
Principielle indholdsstoffer
« Glycerol
« Polyethyleneglycol
« Katalysatorer
* Acceleratorer
« Farvestoffer

VIIl. BESLAEGTEDE PRODUKTER
De felgende produkter kan fas til specielle procedurer.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR

* Dette produkt indeholder et silan-bindevirkemiddel. Blanding med
CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINER BOND 2V
PRIMER eller CLEARFIL NEW BOND eller CLEARFIL PHOTO
BOND forbedrer bindeevnen til porceleen eller haerdede
blandinger.

2) K-ETCHANT GEL
* Denne fosforholdige syreoplesning anvendes til forbehandling af
ikke-forberedt tandemalje og porceleen.

IX. KLINISKE PROCEDURER
1. Basisprocedure (anvendelse som binde- 1)

[HENVISNING]
Benyt den blandede masse sa hurtigt som muligt efter fordeling og
blanding.

=

1) Tilberedning af pastaerne

1. Bring markeringen pa skruen til referencelinjen pa sprejten og
drej sprojten for at udtage den nedvendige pastamaengde
(mindst halv drejning).

2. Af A paste og B paste skal der tages lige store andele.

3. Den maengde pasta, der er afgivet under den sidste drejning pa
sprojten, kan vaere unojagtig. Kasser derfor sprojten for
anvendelse af den sidste benyttelse.

4. Den nedvendige pastamaengde for en typisk applikation er:

Antal omdrejninger pa sprojten Applikationer

Halv drejning Inlays og onlays
1 drejning Kroner

[HENVISNING]

1. Hvis pastaen kun tilberedes ved en kvart drejning pa skruen, kan
produktets kvalitet pa grund af en ungjagtig blanding veere
lavere, efter pastaen er torret.

2. Hvis den ikke straks bruges, ber den daekkes til med et let lag.

2) Blanding af A paste og B paste

Bland i 20 sekunder tilstraekkeligt A paste og B paste i
blandingsskalen. Kontroller, at der ikke er fugt i blandingsskalen
eller pa spatlen, for du benytter den; forekomst af vand kunne
nedseette den blandede pastas arbejdstid.

[FORSIGTIG]
1. Den blandede pastas arbejdstid kan variere, nar blandingen er
utilstreekkelig.
2. Pastaen skal anvendes inden for 3 minutter efter blandingen.

[BEMARKNING]
Arbejdstiderne for PANAVIA F 2.0-pasta er fra tilberedning til
komplettering af cementeringen:

Arbejdstid for PANAVIA F 2.0

Arbejdsgange Arbejdstid

1.| Tilberedning af pastaerne 15 min

(ved drejning af sprojten ved lige antal drejninger) !

2.| Blanding af pastaen (i 20 sekunder) 3 min.
8 ng og patrykning af restaureringen | 60sek._ |

tilfeelde af en rodkanal 40 sek.

4.| Lysheerdning

-+-traditionel halogenlampe, LED ™! 20 sek.

[ p lysbuelampe, hojeffektiv- 5 sek
[Paforingaf OXYGUARDII | 3min. |

Lysintensitet af godkendte haerdelamper (400-500 nm)

*1) Traditionel halogenlampe (>250 mW/cm2), LED (>160 mW/cm?)

*2) Traditionel lysbuelampe (2000 mW/cm2),
hojeffektiv-halogenlampe (>550 mW/cm?)

2. Standardproces | (indikationer 1 til 4: for cementering)
[1] Overfladebehandling af restaureringen

1. Adelmetaller (kroner, broer, inlays og onlays)

1) Sandblaesning (hvis nedvendigt)
Hvis du sandblzeser restaureringsoverfladen under anvendelse af
30 - 50 Micron-aluminiumspartikler ved et lufttryk pa 4,2 - 7kg/cms?
(60 - 100 PSI) ; 2 - 3 sekunder pr. cmz, fiernes glansen, og der
genereres et mat finish.

2) Ultralydsrensning
Renger restaureringen i en ultralydsenhed for en varighed pa 2
minutter.

3) Pafer ALLOY PRIMER
Pafor et tyndt lag ALLOY PRIMER pa aedelmetal-legeringen.

[FORSIGTIG]
Hvis den bindende overflade efter ultralydsrensningen er belagt
med spyt eller blod, renger du fladen i en ultralydsenhed under
anvendelse af et neutralt rensemiddel. Efterfolgende skylles i 1
minut under lobende vand.

2. Ikke-aedelmetaller
1) Sandblaesning (hvis nedvendigt)

Hvis du sandblzeser restaureringsoverfladen under anvendelse af
30 - 50 Micron-aluminiumspulver ved et lufttryk pa 4,2 - 7kg/cm?
(60 - 100 PSI); 2 - 3 sekunder pr. cmz, fiernes glansen, og der

genereres et mat finish.
2) Ultralydsrensning
Rengor restaureringen i en ultralydsenhed i 2 minutter.

[FORSIGTIG]
Hvis den bindende overflade efter ultralydsrensningen er belagt
med spyt eller blod, renger du fladen i en ultralydsenhed under
anvendelse af et neutralt rensemiddel, hvorefter du skyller den af i 1
minut under lobende vand.

3. Porcelzen og haerdede kompositrestaureringer (inlays, onlays,
kroner og veneers)

1) Sandblaesning
Sandblzes restaureringsoverfladen under anvendelse af 30 - 50
Micron aluminiumspartikler under svagt lufttryk (1 - 2 kg/cmz (14 -
28 PSI)).

2) AEts med fosforsyre
FEts den omkringliggende overflade med K-ETCHANT GEL.

3) Skyl efter og tor
Efter setsningen med fosforsyre skyller du den omkringliggende
overflade med vand og terrer den.

4) Koblingsbehandling med silan
Silaniser den omkringliggende overflade under anvendelse af
folgende artikler:
Pafor blandingen af CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR
og CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINERBOND
2V PRIMER eller CLEARFIL PHOTO BOND eller CLEARFIL
NEW BOND.

[HENVISNING]
Efter behandling af restaureringsoverfladen fortsaetter du hurtigt
med cementeringen.

[2] Behandling af den omkringliggende overflade
1. Rengering af kaviteten eller stottetandens overflade
1) Fjern midlertidige teetningsmidler eller midlertidige
cementeringsmidler fra den omkringliggende overflade.
2) Hvis du cementerer pa uslebet tandemalje eller anvender
bindende broer eller opbygget keramik-veneers, paferer du den
omkringliggende overflade K-ETCHANT GEL i 10 sekunder.

2. Behandling af den omkringliggende overflade

1) Bland ED PRIMER I
Tilbered en drabe af bade vaeske A og veeske B i blandingsskalen
og bland dem.

2) Pafer ALLOY PRIMER
Hvis der bruges en stottetand af eedelmetal, paferes ALLOY
PRIMER pa dens metalliske overflade.

[FORSIGTIG]
Hvis den omkringliggende overflade kommer i kontakt med spyt
eller blod efter ALLOY PRIMER er pafort, rengores den med en i
alkohol veedet bomuldsvatpind, og ALLOY PRIMER péaferes endnu
en gang.

3) Pafer ED PRIMER I
Pafer ED PRIMER Il pa hele tandoverfladen (tandemalje og
dentin) af den omkringliggende overflade eller metal- hhv.
kompositstettetand med en engangsbeorstespids eller en svamp
og lad det virke 30 sekunder.

4) Terring
Ved at benytte en svampe- eller en lommetorkleedespids fiernes
resterende primer for at forebygge, at der samles primer i
rodkanalen eller ved kavitetens kanter. Tor primeren fuldsteendig
med en mild luftstrom. Vaer opmeerksom pa, at en koncentration
af primer forer til, at den bindende cement polymeriseres hurtigt.
Skyl ikke ud.
For ikke at beskadige primeren er det fordelagtigt at terre den
under vakuum.

[FORSIGTIG]
ED PRIMER Il ber paferes pa hele tandstrukturens overflade.
Paferes ikke pa restaureringen.

[3] Forberedelse af PANAVIA F 2.0-pastaen
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med den
kliniske basisprocedure. Der henvises til paragraf IX.1.
"Basisprocedure”.

[4] Cementering

1. Pafor pastablanding pa restaureringen
Pafer pastablandingen pa restaureringen.

[FORSIGTIG]
PANAVIA F 2.0-pastaen ma IKKE paferes pa den med ED PRIMER
Il behandlede tandoverflade, da dette far PANAVIA F 2.0-pastaen til
at hzerde hurtigere.

2. Cementer restaureringen
Cementer restaureringen af kaviteten eller pa stottetanden.
Cementeringen bor afsluttes inden for 60 sekunder.

[FORSIGTIG]
Nar den bindende cement kommer i kontakt med ED PRIMER II,
accelererer den bindende cements polymerisering.

3. Fjern resterende pasta
Resterende PANAVIA F 2.0-pasta pa kanterne kan fiernes med
en explorer eller en lille skraber. Restaureringen kan sa afsluttes
og poleres med bimsten og vand.

4. Heerdning af cementlinjen

Heerd den blandede pasta langs med cementlinjen under

anvendelse af en af de folgende to metoder.

@ Lysheerdning
Nér det er muligt at heerde den bindende cement langs med
cementlinjen som ved inlays og onlays, lysheerdes hvert
omrade pa cementlinjen i en varighed af 20 sekunder med en
traditionel halogenlampe (>250 mW/cm?) eller en LED (>160
mW/cm?). Hvis der anvendes en plasma- lysbuelampe (>2000
mW/cm?) eller en hojeffektiv halogenlampe (>550 mW/cm?),
skal hvert omrade af cementlinjen heerdes i 5 sekunder.

[FORSIGTIG]
Opaque-pastaen burde ikke lyshzerdes men hzerdes ved
anvendelse af OXYGUARD II. Den har en lav haerdningsdybde.
@ OXYGUARD I

Anvend OXYGUARD Il for at heerde den blandede pasta, som
folger:
Pafor OXYGUARD Il pa kanten med en engangs-borstespids.
Fjern OXYGUARD | efter 3 minutter med en bomuldsvatpind
ved anvendelse af vandstralen.

[5] Finish
Fjern resterende cement, der sidder pa tandoverfladen, ved at
polere.

3. Standardprocedure Il (indikation 5: kerne-opbygning)

[HENVISNING]
Denne procedure egner sig til anvendelse ved praeforarbejdede
stifter og opbygning af kerner. Der henvises til standardprocedure 1
ved cementering af metalkerner og tilsvarende pa
brugsanvisningerne for stifter og kompositter.

[1] Overfladebehandling af stiften
1. Sandblaesning
Sandblees stiften, som det synes at vaere nodvendigt.
[HENVISNING]
Visse praebearbejdede stifter behover ikke sandblaesning. Der
henvises til brugsanvisningen vedrorende stiften.

2. Pafering af ALLOY PRIMER
Pafer ALLOY PRIMER pa stiften, hvis det drejer sig om en
legering i zedelmetal.

Aol AL I

[2] Rengoring af k og forber afr
Fjern provisoriet fra kaviteten og fyldningsmaterialet fra rodkanalen.
Anvend et Peeso-bor og forbered en abning til rodkanalen.

[3] Behandling af tandoverflader
1. Blanding af ED PRIMER I
Tilbered en drabe af bade vaeske A og vaeske B i blandingsskalen
og bland dem.

2. Pafering af ED PRIMER I
Blanding paferes i rodkanalen, pa rodoverfladen og
tandstrukturen under anvendelse af en svamp eller en
bomuldsvatpind. Lad den virke i 30 sekunder.

3. Fjern overfladig primer (ved metalkerner er samme trin
nodvendigt
Fjern overflodig primer ved anvendelse af en svamp,
bomuldsvatpind eller papir for at undga koncentration af primer i
kavitetens kanter og af rodkanalen.

4. Torring
Tor primeren med en mild luftstrom. Det er en fordel at torre ved
hjeelp af vakuum for at undga edeleeggelse af primeren.

[FORSIGTIG]
Tor primeren fuldsteendigt. En koncentration af primer pa kavitetens
kanter eller inden i rodkanalen vil forarsage en hurtig polymerisering
af den blandede pasta.

[4] Forberedelse af PANAVIA F 2.0-pastaen
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med de kliniske
basisprocedurer. Der henvises til paragraf IX.1. "Basisprocedure”.
[5] Iszetning af stiften
1. Pafer pastablandingen pa stiften

[BEMARKNING]
Den blandede pasta pasmeres pa metalstiften til cementering.

2. Iseet stiften i rodkanalen
Efter den blandede pasta er pafert pa stiften, fores den hurtigt ind
i rodkanalen. Det er anbefalelsesveerdigt at lade stiften vibrere
let, mens man ferer den ind i rodkanalen, for at undga dannelse
af luftbobler.

[FORSIGTIG]

« Veer forsigtig, hvis der skal tilpasses flere stifter i en enkelt tand,
sa det kan undgas, at der flyder resterende cement ned i andre
rodkanaler.

« Benyt aldrig en Lentulo-spiral til at indfere den bindende cement i
rodkanalen. Nar den bindende cement indferes i rodkanalen ved
hjeelp af en sprojte, betinger det en hurtigere polymerisering af
cementen. Det er nedvendigt at tilpasse stiften sa hurtigt som
muligt.

3. Fordeling af resterende cement
Den resterende cement fordeles over den blivende krone og
stifthoved ved hjeelp af en lille borste.

IS

. Heerdning af bindende cement
Lysheerd den bindende cement pa den forblivende krone og
stilhovedet i 20 sekunder med en traditionel halogenlampe (>250
mW/cm2) eller en LED (>160 mW/cm?). Hvis der anvendes en
plasma-lysbuelampe (2000 mW/cm2) eller en hojeffektiv
halogenlampe (=550 m W/cmz), skal hver enkelt
cementlinjeomrade heerdes i 5 sekunder.

[HENVISNING]
Hvis lyshzerdning skulle vaere sveert ved brug af Opaque-cement,
benyttes kerne-opbygningskomposit.

[6] Opbygning af kompositterne
Opbyg kompositterne til forberedelse af en stottetand iht.
brugsanvisningerne.

[7] Haerdning og finering af kompositterne
Efter kompositterne er blevet hzaerdet, forberedes stottetanden.

4. Basisprocedure (indikationer 6: A estaureringer)

[1] Rengoring af tandstrukturen
Rengoring af kaviteten eller stotteoverfladen
Fjern det forelobigt paforte teetningsmateriale hhv.
cementeringsmateriale fra den bindende overflade.

[2] Behandling af tandoverfladen

Blanding med ED PRIMER Il

1) Forberedelse af ED PRIMER I
Kom en drabe af bade vaeske A og veeske B i en blandingsskal
og bland dem.

2) Pafering af ED PRIMER Il
Pafer ED PRIMER Il pa hele den bindende overflade (tandemalje
og dentin), metal- hhv. kompositstottetanden med en lille borste
eller en svamp og lad det virke 30 sekunder.

3) Torring
Fjern overflodig primer med en lille svamp eller en
sugepapirspids for at forhindre, at der samler sig primer i
kavitetens hjorner. Tor primeren fuldsteendigt, idet der arbejdes
med mild luftstrom. Veer opmaerksom pa, at en koncentration af
primer forer til, at den bindende cement polymeriseres hurtigere.
Det er en fordel at torre ved hjeelp af vakuum for at forebygge
odelaeggelse af primeren.

[3] Forberedelse af den bindende cement
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med den
kliniske basisprocedure. Der henvises til paragraf IX.1.
"Basisprocedure”.

[4] Pélaegning af amalgam
1. Pafer den bindende cement i kaviteten
Pafer et tyndt, jeevnt lag af den blandede, bindende cement pa
den kavitetoverflade, der er fyldt med haerdet ED PRIMER Il og
pas pa, at der ikke lukkes luft ind.

[FORSIGTIG]
Da ED PRIMER Il gger haerdningen af den bindende cement, bar
den bindende cement paferes hurtigt.

2. Amalgam-fyldning
Det pulveriserede amalgam bgr tykne pa den bindende cement.
Tilpasningen af okklusion kan opnas pa normal vis.

[5] Fjern resterende cement
Selv den mindste rest af PANAVIA F 2.0-pasta, der er tilbage pa
kanterne, kan fiernes med en explorer eller en lille skraber.

[6] Bejdsning af den bindende cement
Heerd den blandede pasta langs med cementlinjen ved hjeelp af en
af de folgende to metoder.
(@ Lyshaerde-metode

Nar det er muligt at heerde den bindende cement langs med
cementlinjen som ved inlays og onlays, lysheerdes hvert
omrade pa cementlinjen i en varighed af 20 sekunder med en
traditionel halogenlampe (>250 mW/cm?) eller en LED (>160
mW/cm?). Hvis der anvendes en plasma-lysbuelampe (>2000
mW/cm?) eller en hojeffektiv halogenlampe (=550 mW/cm2),
skal hvert omrade af cementlinjen heerdes i 5 sekunder.

[FORSIGTIG]
Opaque-pastaen burde ikke lyshaerdes men hzerdes ved hjeelp af
OXYGUARD II. Den har en lavere hzerdningsdybde.
(@ OXYGUARD II

Anvend OXYGUARD Il for at heerde den blandede pasta, som
folger:
Pafer OXYGUARD Il pa kanterne med en
engangs-borstespids. Fjern OXYGUARD Il efter 3 minutter
med en bomuldsvatpind ved hjeelp af vandstralen.

[7] Finish
Fjern resterende cement pa tandstrukturen ved at polere den.

[GARANTI]
Et produkt, der beviseligt er defekt, erstattes af Kuraray Noritake
Dental Inc. Kuraray Noritake Dental Inc. overtager ingen former for
ansvar for direkte, efterfalgende eller szerlige tab eller skader, der
hidrerer fra anvendelsen, brugen hhv. ikke-brugen af disse
produkter. For anvendelsen skal brugeren definere, om produkterne
kan anvendes til det planlagte formal; brugeren overtager alle risici
og det ansvar, der haenger sammen med brugen.

[HENVISNING]
CLEARFIL, PANAVIA og OXYGUARD er varemeaerker af KURARAY
CO., LTD.

CS485-EU3-omote 420x594mm




PORTUGUES| INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

. INTRODUCAO
PANAVIA F 2.0 é um sistema de cimentagao radiopaco a base de
resina de dupla polimerizagao (fotopolimerizagéo e/ ou
auto-polimerizacéo, destinado a restauracdes de metal, compdsitos e
porcelana silanizada.
O produto PANAVIA F 2.0 é composto por ED PRIMER |, pasta
PANAVIA F 2.0, ALLOY PRIMER e OXYGUARD II.
O produto ED PRIMER Il contém HEMA e 5-NMSA, bem como MDP, e
consiste em dois liquidos, Liquid A e Liquid B.
A pasta PANAVIA F 2.0 liberta fluoreto.
ALLOY PRIMER melhora a forca de adeséo para ligas de metal
precioso e pasta PANAVIA F 2.0. OXYGUARD Il é um agente inibidor
de oxigénio para permitir a polimerizagdo do produto PANAVIA F 2.0
Paste quando nao é fotopolimerizado. N&o é necessaria estanhagem.

. INDICAGOES

O produto PANAVIA F 2.0 é indicado para as seguintes aplicagbes:

[1] Cimentacao de coroas e pontes metalicas, inlays e onlays.

[2] Cimentagéo de coroas de porcelana, inlays, onlays e elementos
de protese fixa (veneer).

[3] Cimentagéo de coroas de resina composta, inlays e onlays.

[4] Cimentacao de pontes de adeséao.

[5] Cimentagéo de nlcleos endoddnticos e pinos fré-fabricados.

[6] Colagem de améalgama.

[NOTA]
Utilizar tonalidades de cimento adequadas a cada caso.
Tabela: As tonalidades de cimentos adesivos e os casos aplicaveis

Tonalidade de cimento| TC, i
_ Light (és,:l:r:tci) (g;;aail;e)

Restauracao (Luz)
Inlays e onlays metalicos; coroas e pontes metalicas | © (@) O
Inlays, onlays e veneers de porcelana ou compositos |  © aN aN
Pinos pré-moldados e nicleos de metal fundido (@) (@) (@)
Pontes de adesao e placas (splints)  anteriores AN O (@)

posteriores| © (] (€]
Restauracoes de amalgama colada O (@) O

©: RECOMENDADO (: ADEQUADO 4: NAO RECOMENDADO

ll. CONTRA-INDICACOES
[1] Pacientes com hipersensibilidade a monémeros de metacrilatos
[2] Pacientes com hipersensibilidade a acetona

IV. EFEITOS SECUNDARIOS
A membrana da mucosa oral poderé ficar esbranquicada quando
em contacto com ED PRIMER Il ou ALLOY PRIMER devido a
coagulacéo proteica. Este efeito € normalmente temporario e
desaparece ap6s alguns dias. Em alguns casos isolados foi
constatada a ocorréncia de ulceragao.

V. INCOMPATIBILIDADE

[1] Nao utilizar materiais contendo eugenol para efeitos de proteccdo da
polpa e obturagéo proviséria, pois estes retardam o processo de
polimerizagéo.

[2] Nao utilizar agentes hemostéaticos contendo compostos férricos, pois
estes materiais poderdo prejudicar a adeséo e os ides férricos
residuais poderéo provocar uma descoloragao da margem do dente
ou da gengiva adjacente.

[3] N&o utilizar a pasta PANAVIA F 2.0 em associagao com a pasta
PANAVIA F, pois a mistura de pasta obtida ndo sera
completamente polimerizada através da fotopolimerizagao.

VI. PRECAUCOES
1. Precaucées de seguranca
. Este produto contém substancias que poderéo causar reacgoes
alérgicas. Evitar a utilizagdo do produto em pacientes
identificados como sendo alérgicos a monémeros metacrilatos ou
quaisquer outros componentes.
Caso o paciente evidencie uma reac¢ao de hipersensibilidade
como, por exemplo, erupcéo cutanea, eczema, sinais de
inflamacéo, Ulcera, inchago, prurido ou entorpecimento,
interromper a utilizagdo do produto e consultar um médico.
Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto
com a pele ou com os olhos. Antes de utilizar o produto, cobrir os
olhos do paciente com uma toalha, a fim de proteger os mesmos
de eventuais salpicos de material.
Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder
do seguinte modo:
< Se o produto entrar em contacto com os olhos >
Lavar imediatamente os olhos com agua abundante e consultar
um médico.
< Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral >
Limpar imediatamente a zona afectada com uma compressa de
algodéo embebida em &lcool e lavar com agua abundante.
Proceder com precaugao, a fim de evitar que o paciente engula
acidentalmente o produto.
Caso um paciente ou assistente sinta indisposicdo devido a
inalacéo da acetona contida no produto, providenciar para que
possam fazer uma pausa e respirar ar puro.
Qualquer por¢ao de polpa exposta ou area de dentina proxima
deveré ser coberta com um preparado de hidroxido de célcio. Nao
utilizar produtos com eugenol para efeitos de protec¢éo da polpa.
. Ao utilizar com pinos de ago pré-formados, o pino ndo devera
ficar em contacto com restauragdes metélicas. Cobrir o pino com
resina composta.
Evitar olhar directamente para a luz de polimerizagéo quando for
realizado o processo de polimerizagéo.
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Precaucées de toe ipulagcao

O produto PANAVIA F 2.0 é polimerizado através de lampada

para fotopolimerizagéo dentaria (comprimento de onda de

irradiag@o: 400-515 nm). Utilizar a placa de protecgéo para
bloqueio de luminosidade, a fim de evitar a exposi¢éo do material

a luz de trabalho ou a luz natural (radiagéo solar que penetra

através de janelas).

. Assegurar que o bocal descartavel ou escova de pincel
descartavel se encontra convenientemente fixo, a fim de evitar
que o paciente os possa engolir acidentalmente.

. Apos colocar a restauragdo no dente, o cimento podera ser sofrer

polimerizag&o devido & incidéncia da luz operatoria. Proceder

com precaugao para que a luz operatéria néo fique demasiado
préxima do paciente.
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Precaucées de armazenamento

Nao utilizar o produto depois de expirada a data de validade. Ter
em atengédo a data de validade indicada no exterior da
embalagem.

O produto ALLOY PRIMER ¢ inflaméavel. Manter afastado da chama.
O produto devera ser refrigerado (2-8°C/36-46°F) enquanto nao
estiver a uso; antes da sua aplicagao assegurar que o produto se
encontra a temperatura ambiente.

O produto ALLOY PRIMER devera ser armazenado a
temperaturas de 2-25°C/36-77°F sempre que néo estiver a uso.
Manter afastado de fontes de calor extremo ou radiag&o solar directa.
. Atampa do frasco ou da seringa devera voltar a ser reposta
assim que a resina tiver sido retirada do frasco ou da seringa.
Este procedimento permitira evitar a evaporacdo dos
componentes volateis.

O produto deve ser armazenado num local adequado e acessivel
apenas a dentistas.

VIl. COMPONENTES
1. Tonalidades
PANAVIA F 2.0 Paste é disponibilizada em 4 tonalidades;
TC, Light, White ou Opaque

2. Componentes
Consultar as quantidades no exterior da embalagem.
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)
2) ED PRIMER |l (Liquid A/ Liquid B)
3) ALLOY PRIMER
4) PANAVIAF 2.0 OXYGUARD Il
5) Acessorios
« Spatula (Espatula)
* Mixing pad (Bloco de mistura)
« Disposable brush tips (Pontas de pincéis descartaveis)
« Brush tip handle (Cabo para ponta de pincel)
+ Mixing dish (Prato de mistura)
« Light blocking plate (Placa de bloqueio de luminosidade)
« Disposable nozzles (Bocais descartaveis)

3. Composicao
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)
Principais ingredientes
(1) A Paste
+ 10-Metacriloiloxidecil dihidrogeno fosfato (MDP)
+ Dimetacrilato aromatico hidréfobo
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+ Dimetacrilato alifatico hidréfobo
+ Dimetacrilato alifatico hidrofilo
- Filler de silica silanizada
- Silica coloidal silanizada
« dl-Camforoquinona
+ Catalisadores
« Iniciadores
(2) B Paste
+ Dimetacrilato aromatico hidréfobo
+ Dimetacrilato alifatico hidrofobo
+ Dimetacrilato alifatico hidrofilo
- Filler (material restaurador) de vidro bario silanizado
- Fluoreto de sddio de superficie tratada
+ Catalisadores
+ Aceleradores
« Pigmentos

A quantidade total de filler inorganico é de aprox. 59 vol%. A dimensé&o
das particulas dos fillers inorgénicos situa-se entre 0.04 pm e 19 pm.

2) ED PRIMER II

Principais ingredientes

(1) Liquid A
« 2-Hidroxietil metacrilato (HEMA)
+ 10-Metacriloiloxidecil dihidrogeno fosfato (MDP)
« Agua
+ N-Metacriloil-5 &cido aminosalicilico (5-NMSA)
* Aceleradores

(2) Liquid B
+ N-Metacriloil-5 acido aminosalicilico (5-NMSA)
« Agua
+ Catalisadores
* Aceleradores

3) ALLOY PRIMER
Principais ingredientes
+ Acetona
+ 10-Metacriloiloxidecil dihidrogeno fosfato (MDP)
* 6-(4-Vinil-benzil-N-propil)amino-1,3,5-triazina-2,4-ditione

4) OXYGUARD Il
Principais ingredientes
+ Glicerol (glicerina)
« Polietileneglicol
+ Catalisadores
+ Aceleradores
+ Corantes

VIIl. PRODUTOS RELACIONADOS
Os seguintes produtos sdo necessarios para procedimentos especificos.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR

* Este produto contém um agente de colagem por silanizagéo. A
mistura do mesmo com CLEARFIL SE BOND PRIMER ou
CLEARFIL LINER BOND 2V PRIMER ou CLEARFIL NEW BOND
ou CLEARFIL PHOTO BOND optimiza a forca de adesao da
porcelana ou composito polimerizado.

2) K-ETCHANT GEL

* Esta solugéo de &cido fosforico é utilizada no tratamento
preliminar de esmalte intacto e porcelana.

IX. PROCEDIMENTOS CLINICOS
1. Procedi 0 bdsico (utilizagcao de

[NOTA]
Utilizar a pasta misturada o mais brevemente possivel apos retirar e
misturar a mesma.

1) Dosagem das pastas

1. Alinhar a marcagao existente na porca com a linha de referéncia
existente no émbolo e rodar a seringa para distribuir a quantidade
de pasta necessaria. A rotagdo minima da seringa devera ser
meia volta.

2. Deverdo ser distribuidas quantidades idénticas das duas pastas, A paste e B
paste.

3. A quantidade de pasta distribuida na Ultima rotacéo da seringa
podera ndo ser exacta. Consequentemente, é aconselhavel
eliminar a seringa antes de utilizar a Gltima porgéo de produto.

4. A quantidade de pasta necessaria para uma aplicacao tipica é:

adesivo)

Numero de rotagdes da seringa Aplicagbes
Meia volta Inlays e onlays
1 volta Coroas

[NOTA]

1. Se a pasta for retirada rodando o émbolo um quarto de volta, a
eficacia do produto podera ser comprometida quando a pasta
endurecer.

2. Caso ndo venha a ser utilizada imediatamente, a pasta devera
ser protegida com uma placa de bloqueio de luz.

2) Mistura das pastas, A paste e B paste

Misturar uma quantidade suficiente de ambas as pastas, A paste e B
paste, no prato de mistura, durante 20 segundos. Assegurar que ndo
existe condensacéo de agua no prato de mistura ou na espatula antes
os utilizar; a presencga de dgua podera encurtar o tempo de aplicagédo
da pasta misturada.

[ATENGAOQ]
1. O tempo de aplicagdo da pasta misturada podera variar se a
mistura for insuficiente.
2. A pasta devera ser utilizada no prazo de 3 minutos apés
misturada.

[OBSERVAGOES]
Os tempos de aplicagéo da pasta PANAVIA F 2.0 a partir do
momento em que é retirada da embalagem até a conclusédo da
cimentag&o séo:

Tempo de aplicacdo da pasta PANAVIA F 2.0

Etapas de trabalho Eprﬁg:ggg
1.| Dosagem das pastas .
(rodando a seringa 0 mesmo numero de vezes) 15 min.
2. | Mistura das pastas (durante 20 seg.) 3 min.
3.| Colocagdo da restauragdo sobpressao | 60seg. |
---No caso de canal radicular 40 seg.
4.| Fotopolimerizacao
| -Halogéneo convencional, LED"! 20 seg.
|Aplicagao de OXYGUARDII | 3min. |

Intensidade luminosa de lampadas de fotopolimerizagéo aprovadas

(400~500 nm)

*1) Halogéneo convencional (>250 mW/cmz), LED (>160 mW/cm?)

*2) Lampada de plasma (>2000 mW/cmz), halogéneo rapido (>550
mW/cmz)

3. Restauracéo de porcelana e compésito polimerizado (inlays,
onlays, coroas e veneers)

1) Tratamento com jacto de particulas de alumina
Tratar a superficie da restauragdo com jacto de particulas de
alumina de 30 - 50 micron, a uma pressao de ar reduzida (1 - 2
kg/cmz (14 - 28 PSI)).

2) Cauterizagao com é&cido fosférico
Cauterizar a superficie de adesdo com K-ETCHANT GEL.

3) Enxaguamento e secagem
Apos a cauterizagdo com acido fosforico, lavar a superficie de
adesdo com agua e secar.

4) Tratamento de colagem por silanizagdo
Silanizar a superficie aderente, utilizando os seguinte produtos:
Aplicagéo da mistura de CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR e CLEARFIL SE BOND PRIMER ou CLEARFIL
LINER BOND 2V PRIMER ou CLEARFIL PHOTO BOND ou
CLEARFIL NEW BOND.

[NOTA]
Uma vez tratada a superficie da restauragao realizar rapidamente a
cimentag&o.

[2] Tratamento da superficie aderente
1. Limpeza da cavidade ou superficie do abutment (pilar)
1) Remover o agente de obturagéo proviséria ou cimento provisorio
da superficie aderente.
2) Para a cimentagéo de esmalte intacto ou para pontes coladas ou veneers
de porcelana, aplicar K-ETCHANT GEL na superficie aderente durante 10
segundos.

2. Tratamento da superficie aderente

1) Mistura do ED PRIMER Il
Verter uma gota de cada um dos dois liquidos, Liquid A e Liquid
B, num deposito do prato de mistura e misturar.

2) Aplicagéo de ALLOY PRIMER
Se for utilizado um abutment (pilar) de metal precioso, aplicar
ALLOY PRIMER na superficie metélica do mesmo.

[ATENCAQ]
Se a superficie aderente for contaminada com saliva ou sangue
apos a aplicagdo do ALLOY PRIMER, limpar a superficie aderente
com uma compressa de algodao embebida em alcool e aplicar
novamente ALLOY PRIMER.

3) Aplicacéo de ED PRIMER Il
Aplicar ED PRIMER Il em toda a superficie dentaria (esmalte e
dentina) da superficie aderente ou do dente retentor de metal ou
resina composta, utilizando uma escova de pincel descartavel ou
esponja, e deixar actuar durante 30 segundos.

4) Secagem
Utilizando uma esponja ou ponta de papel remover o excesso de
primer, a fim de evitar a formag&o de uma acumulagdo de primer
no canal radicular ou nos cantos da cavidade. Secar
completamente o primer com um sopro de ar suave. Nao esquecer
que uma acumulagdo de primer causara uma polimerizagao
acelerada do cimento de adesé&o. N&o lavar.
Para evitar uma eventual projecgao do primer é pratica
aconselhavel secar utilizando simultaneamente um método de
aspiracao.

[ATENGAO]
O produto ED PRIMER Il devera ser aplicado em toda a superficie
da estrutura do dente. Nao aplicar na restaurag&o.

[3] Preparacao da pasta PANAVIA F 2.0
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clinico
bésico. Consultar o ponto IX.1."procedimento basico”.

[4] Cimentacdo
1. Aplicagdo da mistura de pasta na restauragao
Aplicar a mistura de pasta na restauragao.

[ATENCAQ]
NAO aplicar pasta PANAVIA F 2.0 na superficie dentéaria tratada
com ED PRIMER |, pois tal ira acelerar o endurecimento da pasta
PANAVIAF 2.0.

2. Cimentacao da restauragédo
Cimentar a restauragao a cavidade ou ao abutment (pilar). A
cimentacdo devera ser concluida no espaco de 60 segundos.

[ATENCAQ]
O contacto do cimento adesivo com o ED PRIMER |l ir4 acelerar a
polimerizagao do cimento adesivo.

3. Remocéo da pasta excedente
Qualquer porcdo excedente de pasta PANAVIA F 2.0 localizada
na margem podera ser removida com uma sonda ou pequena
raspadeira. A restauragdo podera entdo ser acabada e polida
com pomes e agua.

>

Polimerizacdo da margem de cimentagdo

Polimerizar a pasta misturada ao longo da junta de cimentacgéo,

utilizando um dos dois métodos que se seguem.

® Método de fotopolimerizagdo
Sempre que for possivel fotopolimerizar cimento adesivo ao
longo da margem de cimentagéo, como em inlays e onlays,
fotopolimerizar cada sec¢do da margem de cimentacéo durante
20 segundos, utilizando lampadas de fotopolimerizagao de
halogéneo convencionais (>250 mW/cmz) ou lampadas de
fotopolimerizagéo de LED (>160 mW/cm?). Caso sejam utilizadas
para a fotopolimerizagéo lampadas de plasma (>2000 mW/cm?)
ou lampadas de halogéneo rapido (>550 mW/cm?), cada seccéo
do cimento dever ser polimerizada durante 5 segundos.

[ATENGAQ]

A pasta opaca (Opaque paste) nao devera ser fotopolimerizada e

sim polimerizada através da utilizacdo de OXYGUARD II. Tem uma

profundidade de polimerizagao reduzida.

(@ OXYGUARD II

Utilizar OXYGUARD Il para polimerizar a mistura de pasta do
seguinte modo:
Com uma escova de pincel descartavel aplicar OXYGUARD |l
na margem. Apos 3 minutos remover o OXYGUARD II,
utilizando um rolo de algodao e spray de agua.

[5] Acabamento
Remover o cimento aderido a superficie do dente através de
polimento.

3. Procedimento standard Il (Indicacdo 5: Construcdo do nicleo)

[NOTA]
Este procedimento destina-se a ser utilizado com um pino
pré-formado e construgao de ndcleo com resina composta. Para a
cimentacédo de nucleos metalicos, consultar o procedimento 1. e as
instrucoes de utilizagdo do pino e resina composta.

2. Procedi to Standard | (indicacées 1 a 4: para ci
[1] Tratamento da superficie da restauragao

1. Metais preciosos (coroas, pontes, inlays e onlays)

1) Tratamento com jacto de particulas de alumina (conforme necessario)
Tratar a superficie da restauragao com jacto de particulas de
alumina de 30 - 50 micron a uma pressao de ar de 4,2 - 7 kg/cmz

(60 - 100 PSI); 2 - 3 segundos por cm? sera 0 necessario para
remover o polimento, permitindo obter um acabamento mate.

2) Limpeza ultrasonica
Limpar a superficie da restauragcdo numa unidade ultrasénica
durante 2 minutos.

3) Aplicacdo de ALLOY PRIMER
Aplicar uma camada fina de ALLOY PRIMER na liga de metal precioso.

[ATENGAO]
Se a superficie aderente for contaminada por saliva ou sangue apos
a limpeza ultrasonica, limpar a superficie aderente na unidade
ultrasonica, utilizando um detergente neutro e, em seguida, lavar
durante 1 minuto com agua corrente.

2. Metais n&o preciosos

1) Tratamento com jacto de particulas de alumina (conforme necessario)
Tratar a superficie da restauragdo com jacto de p6 de alumina de
30 - 50 micron a uma presséo de ar de 4,2 - 7 kg/cmz (60 - 100
PSI); 2 - 3 segundos por cm? ser4 o necessario para remover o
polimento, permitindo obter um acabamento mate.

2) Limpeza ultrasonica
Limpar a superficie da restauragdo numa unidade ultrasénica durante 2
minutos.

[ATENGAO]
Se a superficie aderente for contaminada por saliva ou sangue apos
a limpeza ultrasonica, limpar a superficie aderente na unidade
ultrasonica, utilizando um detergente neutro e, em seguida, lavar
durante 1 minuto com agua corrente.

[1] Tr to da superficie do pino
1. Tratamento com jacto de particulas de alumina
Tratar o pino com jacto de particulas conforme necessario.

[NOTA]
Alguns pinos pré-formados nao requerem tratamento prévio.

Consultar as instrugdes de utilizacao especificas para o tipo de pino.

2. Aplicacdo de ALLOY PRIMER
Aplicar ALLOY PRIMER no pino caso se trate de um pino de liga de metal

precioso.

[2] Limpeza da cavidade e preparacao do canal radicular
Remover o agente de obturagdo provisorio da cavidade e o material
de enchimento do canal radicular. Utilizando uma broca Pizo,
preparar e limpar a abertura do canal radicular.

[3] Tratamento da superficie do dente

1. Mistura do ED PRIMER I
Verter uma gota de cada um dos dois liquidos, Liquid A e Liquid
B, no prato de mistura e misturar.

2. Aplicagao de ED PRIMER Il
Utilizando uma esponja ou um canudo de algodao aplicar a
mistura no canal radicular, na superficie do dente e na estrutura
do dente. Deixar actuar durante 30 segundos.

3. Remocéo do primer em excesso (0 mesmo passo é necessario
também no caso de nlcleos metélicos)
Utilizando uma esponja, canudo de algod&o ou ponta de papel
remover o primer em excesso, a fim de evitar a sua acumulagé@o
nos cantos da cavidade e no interior do canal radicular.

4. Secagem
Secar o primer com um sopro de ar suave. E aconselhavel
efectuar a secagem utilizando simultaneamente um método de
aspiracéo, a fim de evitar uma eventual projec¢do do primer
(salpicos).

[ATENGAQ]
Secar completamente o primer. A acumulagdo de primer nos cantos
da cavidade ou no interior do canal radicular tera como
consequéncia uma rapida polimerizacdo da pasta misturada.

[4] Preparacao da pasta PANAVIA F 2.0
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clinico
basico. Consultar o ponto IX.1. “procedimento basico”.

[5] Assentamento do pino
1. Aplicacdo da mistura de pasta no pino

[OBSERVAGOES]
A pasta misturada é aplicada no pino metalico para efeitos de
cimentagéo.

2. Assentamento do pino no canal radicular
Apos aplicar a mistura de pasta no pino, inserir rapidamente o
mesmo no canal radicular. E aconselhavel vibrar ligeiramente o
pino ao inserir o mesmo no canal radicular, a fim de evitar a
infiltrag&o de bolhas de ar.

[ATENGAQ]

« Se for necessario o assentamento de varios pinos num unico
dente, proceder com precaugao para evitar que o cimento em
excesso flua para outros canais radiculares.

« Nunca utilizar uma espiral para obturagdo de canais (lentulo) para
inserir o cimento adesivo no canal radicular. Se o cimento adesivo
for inserido no canal radicular mediante utilizagdo de uma seringa
para resina composta, a polimerizagdo do cimento sera acelerada.
E necessario assentar o pino o mais rapidamente possivel.

3. Espalhamento do cimento em excesso
Utilizando uma pequena escova, espalhar o cimento em excesso
sobre a restante coroa e cabega do pino.

>

Polimerizacéo do cimento adesivo

Fotopolimerizar o cimento adesivo existente na restante coroa e
cabeca do pino durante 20 segundos, utilizando lampadas de
fotopolimerizagéo de halogéneo convencionais (>250 mW/cmz)
ou lampadas de fotopolimerizagéo de LED (>160 mW/cmz). Caso
sejam utilizadas para a fotopolimerizagao lampadas de plasma
(>2000 mW/cm?) ou lampadas de halogéneo rapido (>550
mW/cm?), cada margem de cimentagéo devera ser polimerizada
durante 5 segundos.

[NOTA]
E dificil efectuar uma fotopolimerizagao se for utilizado o cimento
opaco; utilizar resina composta para construcéo de nucleos.

[6] Reconstrucao com resina composta
Efectuar a reconstrugdo com resina composta para preparagao do
dente pilar (abutment), de acordo com as instrugdes de utilizacao.

[7] Polimerizacdo e acabamento da resina composta
Apos polimerizar a resina composta, preparar um dente retentor
(pilar / abutment).

4. Procedi
amalgama)

[1] Limpeza da superficie do dente
Limpeza da cavidade ou superficie do dente pilar (abutment)
Remover o material de obturagéo provisoria ou cimento provisério
da superficie aderente.

to standard lll (Indicagées 6: Col. de

[2] Tratamento da superficie do dente

Tratamento com ED PRIMER Il

1) Preparagédo do ED PRIMER Il
Verter uma gota de cada um dos dois liquidos, Liquid A e Liquid
B, no prato de mistura e misturar.

2) Aplicagéo de ED PRIMER I
Aplicar ED PRIMER Il em toda a superficie dentaria aderente
(esmalte e dentina), metal, ou abutment de resina composta,
utilizando uma pequena escova ou esponja, e deixar actuar
durante 30 segundos.

3) Secagem
Utilizando uma esponja ou ponta de papel, remover o excesso de
primer para evitar acumulagdo nos cantos da cavidade. Secar
completamente o primer, utilizando um sopro de ar suave. Nao
esquecer que uma acumulagao de primer causara uma
polimerizag&o acelerada do cimento de adeséo. Para evitar uma
eventual projeccéo do primer é préatica aconselhavel secar
utilizando simultaneamente um método de aspiragéo.

[3] Preparacao do cimento adesivo
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clinico
bésico. Consultar o ponto IX.1. “procedimento basico”.

[4] Colocacgao da amalgama
1. Aplicagéo do cimento adesivo na cavidade
Aplicar uma camada fina e uniforme de cimento adesivo
misturado em toda a superficie da cavidade preparada com ED
PRIMER II, tendo o cuidado de evitar uma possivel infiltracdo de
ar.

[ATENGAQ]
Dado que o ED PRIMER Il acelera o endurecimento do cimento
adesivo, este devera ser rapidamente aplicado na cavidade
preparada com o primer.

2. Enchimento de amalgama
A amalgama triturada devera ser condensada no cimento adesivo
nao endurecido.
A modelagem oclusal podera ser executada da forma usual.

[5] R 3o do cil 0 exced
Qualquer pequena por¢édo excedente de pasta PANAVIA F 2.0
localizada na margem poderé ser removida com uma sonda ou
pequena raspadeira.

[6] Polimerizagao do cimento adesivo
Polimerizar a pasta misturada ao longo da junta de cimentacéo,
utilizando um dos dois métodos que se seguem.
(® Método de fotopolimerizagéo

Sempre que for possivel fotopolimerizar cimento adesivo ao
longo da margem de cimentagao, como em inlays e onlays,
fotopolimerizar cada sec¢cdo da margem de cimentacao durante
20 segundos, utilizando lampadas de fotopolimerizacédo de
halogéneo convencionais (>250 mW/cm?) or lampadas de
fotopolimerizagéo de LED (>160 mW/cm?). Caso sejam
utilizadas para a fotopolimerizagdo lampadas de plasma (>2000
mW/cmz) ou lampadas de halogéneo rapido (>550 mW/cm?),
cada secgdo da margem de cimentagao devera ser
polimerizada durante 5 segundos.

[ATENCAQ]

A pasta opaca néo devera ser fotopolimerizada e sim polimerizada

através da utilizacdo de OXYGUARD II. Tem uma profundidade de

polimerizacdo reduzida.

(@ OXYGUARD II

Utilizar OXYGUARD Il para polimerizar a mistura de pasta do
seguinte modo:
Com uma escova de pincel descartavel aplicar OXYGUARD ||
na margem. Apds 3 minutos remover o OXYGUARD I,
utilizando um rolo de algodao e spray de agua.

[7] Acabamento
Remover o cimento aderido a estrutura do dente através de
polimento.

[GARANTIA]
A Kuraray Noritake Dental Inc. providenciara a substituicdo de
qualquer produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A
Kuraray Noritake Dental Inc. ndo aceita qualquer responsabilidade
por perdas e danos, directos, consequenciais ou especiais,
resultantes da aplicagéo ou utilizagao, ou incapacidade de utilizagcao
destes produtos. Antes de utilizar os produtos, o utilizador devera
determinar a adequagéo dos produtos a finalidade de utilizagdo
pretendida, assumindo todo e qualquer risco e responsabilidade
relacionados com a utilizagdo dos mesmos.

[NOTA]
CLEARFIL, PANAVIA e OXYGUARD sao marcas da KURARAY
CO., LTD.

EAAHNIKA | OAHTIEZ XPHZEQZ

EIZArQrH

To uhikd PANAVIAF 2.0 eival éva o0otnua akTivooKlepng koviag
Stm\ou ToAupEpLopoU (GpwTo- Kavh) auTo-ToAUPEPILOHEVN) HE BAan
™V pNTivn yla anokataotdoelg petdAlou, oUvVBETNG pnTivng Kat
o\avIWPEVNG TIOPOEAAVNG.

To mpoiév PANAVIA F 2.0 anoteAeitar and ta ED PRIMER I,
PANAVIAF 2.0 Paste, ALLOY PRIMER kat OXYGUARD II.

To ED PRIMER Il mepiéxet to HEMA kat To 5-NMSA 6mwg ermiong to
MDP To oroio mepiéxel To Liquid A kat To Liquid B.

H ndota PANAVIA F 2.0 aneAeuBepavet $pBOpL0.

To ALLOY PRIMER BeATiOVEL TNV IKAVOTNTA GUYKOAANONG TWV
emupavel®v arnd MoAUTIHA HETAAAA KL TNV IKAVOTNTA GUYKOAANONG
g ndotag PANAVIA F 2.0. OXYGUARD |l eivat évag napdyovtag
S€0eUONG 0EUYOVOU TIOU ETITPEMEL TOV TMIOAUHEPLONO TNG MACTAG
PANAVIA F 2.0 Paste, 6Tav dev xpnotporoleital n pébodog tou
dwToroAupeplopoU. Agv eival avaykaia n emKacoLTépwan.

. ENAEIZEIZ

To PANAVIA F 2.0 evdeikvuTal yla TiG Mapakatw XpHoeig:

[1] ZuyKOAANROELG Ot LETAAAIKEG KOPMVEG Kal YEDUPEG,
evBéTwy (inlays), emevBétwy (onlays).

[2] ZuykoAAOELG OE KOpWVEG TIOPOEAAVNG, EVOETWYV (inlays),
emevBETWV (onlays) kat OPewv.

[3] ZuykoAAOELG OE KOpmVEG OUVOETNG PNTivNg, EVBETWV
(inlays), emevBéTwY .

[4] SuykOAANnON yeduphv.

[5] ZUYKOAANON EVEOBOVTIKMY AVACUGTACEWV KAl
TIPOKATACKEUATUEVWV AEOVMV.

[6] ZuykOAAnoN apaAyapdtwv.

[EHMEIQSH]
XpnouporoleioTe TIG KATAANAEG XPWHATIKEG ATIOXPWOELG TIOU
Taplafouv oe kabe mepirrwon.

Nivakag: Ta Xp@OHATa TwV KOVIOV CUYKOAANONG Kat TwV
TEPUTIMOEWY EPAPUOYNG

Anoéypwon koviag | TC, White

AToKaTaoTaon Light Opaque
MeTalAikd €vBeta (inlays) kat emévBeta (onlays), © © e)

HETAAMKEG KOPWVEG Kat YEPUPEG

‘EvBeta mopoehdvng 1 ouvBetng pntivng,
enévBeTa Kat eruyplopata

MpooXnuUATIoPEVOL AEOVEG Kal XUTEUTEG
HETAAALKEG QVAOUOTACELG

F€pupeg Kat vapbnkeg epmPOohioL

orio6lot

o> 0|0
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ZuvdEedENEVEG QMOKATACTACELG AQUAAYAUATOg
©: ZYNIZTATAI  O: IKANOMOIHTIKO A: AEN ZYNIZTATAI

. ANTENAEIZEIZ
[1] Z& aoBeveiq pe 10TOPIKO UTEEPEUALOONOIOG O HEBAKPUAIKA
povoueph
[2] =& aoBeveig pe 10TOPIKO UTEEPEUALTONOiAG O AKETOVN

IV. NIOANEZ NAPENEPTEIEZ
H BAevvoybdvog Tou oTOUATOG Uropei va AdReL UMOAEUKO XpOHaA
otav épbet oe enadn pe ToED PRIMER 111 ToALLOY PRIMER,
AOYW TENG TNG MPWTEIvNG. MpOKeLTAL YIa £va TPOCWPLVO
datvopevo, To oroio e§adavileTal EVTOG HEPIKOV NUEPDV. €
HEHOVWHEVEG TIEPUTIOOELG £XEL avadpepBel epdavion EAkoug.

V. AZYMBATOTHTEZ

[1] Mnv xpnotoroleiTe UAIKA TIOU TIEPLEXOUV EUYEVOAN yla TNV
TipooTacia Tou ToAdoU 1) Mpoowpiva odppayiopata, ylatin
£UYEVOAN propel va kaBuoTephoel v dladikaoia
OUYKOAANONG.

[2] MV XPNOLOTOLEITE ALHOTTATIKA TOU TEPLEXOUV EVIMTELG
aldnpou, yiati priopei va e§acbevioel n ouykOAAnon kat
uropei va dnuioupynBei anoxpwpatiopodg oTnv akpn Twv
SoVTIOV N 0Ta oUAA amod Ta UTIOAE{HHATA TWV LOVTWV OLBNPOU.

[3] Mnv xpnotoroteite Tnv naota PANAVIA F 2.0 pe v ndota
PANAVIAF, yiati To piypa Toug dev 6a ¢wTomoAUpepLOTEL
owoTa.

VI. MIPO®YAAZEIZ
1. MpoguAdéeic aopaliciag
1. AuTO TO TPOIOV MEPLEXEL OUODIEG TTIOU EVEEXETAL VA

TPOKAAEoOUV aAAepYIkEG avTidpdoelg. Na anopelyete TNV

XPNON TOU TPOoIdVTOG O aoBeVE(q He YVWOTO LOTOPIKO

alAepyiag oe povouepn HEBAKPUALKA 1) GAAQ OUOCTATIKA.

Edv o aoBevig epdavioel aviidpdoelg unepeuatodnoiag,

onwg payoupa, klepa, evdeifelg avadpuia&iag, EAKog,
TPNELMO, KVNOPO 1 HoUdLlaopd, OTAPATAOTE TNV XPNOT Tou
TIPOIGVTOG Kal MapakoAouBeioTe Tov agbevr).
. Na rmpooéxete wOTe TO UAIKO va unv éABel og emadr) pe To
dépuaf va eloxwpnaoet oto PATL Mplv arnod v
XPNOLHOTIOMNON TOU TPOI6VTOG, KAAUYTE Ta PATIA TOU
ao6evolg e Hia TMIETOETA YIA VA TA TPOOTATEUCETE 08
Tep{mwon ekopevdoviong UAkoU.
. E4v 10 UAIKO £€pBel oe emadn Ue 1oToUG Tou avBpwrivou
OMUATOG, EKTEAEDTE TIG TMAPAKATW EVEPYELEG:
< Edv 10 UAIKO €10€NBEL OTa paTIa >
Zem\Uvete auéowg Ta patia pe dpoovo vepd kat
oupBouleuBeite évav odpBalpiatpo.

< EAv 10 UAIKO £pBel og emadn pe To dépua 1) T BAevvoyovo
TOU OTONATOG >
SKkourioTe To apuéowg pe ToAUTo BAUBakog 1) yala mou
epBarioate oe aAkoOAN Kal EEMAUVETE pe apBovn
moogdtta vepou.

. NaBete péTpa mpootaciag yla va unv katariei o acbevng To

UAIKO Katd AdBog.

Edv 0 aoBevng 1 o ylatpodg viwoel adlabeaia and Tig

aAvaBUMIACELG TNG AKETOVNG, TIPETEL VA EAMAMOOUYV Kal va

£pBouv oe emadn pe kKabapod aépa.

. K&Be £kBeon Tou Mool propei va kaudpBei pe éva okelaoua

udpo&eldiou Tou aoBeotiou. Mnv xpnotporoLeiTe MPoidvTa Moy

TIEPLEXOUV EUYEVOAN Yla TNV TPOOoTacia Tou MoApoU.

‘OTav XPNOLUOTIOLE(TE TO TIPOIOV HE TIPOOXNHATIOHEVOUG

A&oveg and avoEeidwTo aTOAAL, dev TPETEL va £pBeL 0

Aa&ovag ot enadn pe PeTaAAkEG arnokataotdoelg. KaAlyte

Tov GEova pe alveetn pnTivn.

. AmogUyeTE va KolTate aneubeiag oTnv myn
GWTOTIOAUNEPLONOU KATA TOV TIOAUHEPLOHO TOU UALKOU.
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MpoguAdé&eig kard Tov xeipioud

To PANAVIA F 2.0 moAupepiZeTal pe pia 030VTIATPLKY)
OUOKeUT) GWTOTOAUPEPLOHOU (U KOG KUMATOG aKTIVOBOoA{ag:
400-515 nm). XpnotporoleioTe To 131KO KAAUUKA MpooTtaciag
yla v anouyn €kBeoNg Tou MPoidvVTog o averuBUuNTeg
™MY£g dpuaotkoU 1 TexvnTou GwTodg (rLX. dwg and éva
napdbupo).

BeBawwbeite 6TL To pUYXOG HLag XProng Kal To BoupToakt
Hlag Xprong eivat otepewpéva Kald yia va arnopeux el pa
Tubavn KATAnoon Toug and Tov aohevr.

. MeTd TV TomoB£TNoN TG aMoKaATACTAONG OTO SOVTL, N
Kovia TPETmeL va GWTOTOAUNEPLOTEL. Aev MPETEL TO WG TNG
OUOKEUNG TIOAUPEPLOPOU Va gival TIOAU KOVTA oTov acBevr).
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MpoguAdé&eig kard Tnv amoBrikeuon

Mnv XpnoloroLeiTe TO UALKO HETA amd TNV nuepounvia

AHENG 1 oroia avaypdadeTal 0To MAKETO.

. To ALLOY PRIMER eival e0dpAekTo. Kpathote To HAKPLA arnod

PAOYa.

To mpoidv autd mpémet va anobnkeletal oe Yuyeio oe

Beppokpaocia (2 - 8°C / 36 - 46°F) 6Tav dev xpnotloroteitat

Kal mpénet va ¢ptdoet oe Bepuokpacia dwpatiou mptv and v

xphon.

. To ALLOY PRIMER mpénel va anofnkeuetal oe Beppokpaaia
2-25°C /36 - 77°F 6Tav dev xpnotorolei{tat.

. ®UAGETE TO TPOIOV HaKpPLd and ZEotn ) Apeon NAakn

aKTvoBoAia.

H ¢LaAn /) n alptyya mpénet va avtikataotabolv 6tav adeldoet

n pntivn. ‘EToL anodelyete TNV eEATHLON TINTIKOV OUCTATIK®V.

To mpoidy Mpémel va anoBnkeUeTal o€ KATAANAO XWPOo OToU

Hovo o odovTiatpog propei va £xel mpooBaon.

VII. ZYZTATIKA
1. Aroxpwoeig
H ndota PANAVIA F 2.0 Paste dlatifetal og 4 anoxpwoelg:
TC, Light, White  Opaque

2. Suorarikd
[a v mood TN Ta MAPaKaAoUpE avaTpEETe OTO EEWTEPIKO TNG
ouokeuaoiag.
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)
2) ED PRIMER I (Liquid A / Liquid B)
3) ALLOY PRIMER
4) PANAVIA F 2.0 OXYGUARD I
5) EEapThpaTa
« Spatula (Endtoula)
+ Mixing pad (Mm\ok avaueigng)
- Disposable brush tips (Bouptodkl piag xprong)
- Brush tip handle (AaBr yia BoupTtodakt)
« Mixing dish (Aiokog avauigng)
- Light blocking plate (KaAuppa mpootaciag ard 1o ¢wg)
- Disposable nozzles (PUyxn piag xpnong)

bl

N

@

o o A

~

3. Suorarikg
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)

KUpla ouotatika

(1) A Paste
+ AloOEVO pwodoptkd 10-peBakpulolA0EUSEKUALO(MDP)
+ Y5pOdpoBog apwpatikdg diueBakpUNIKOG E0TEPAG
* Y3pbPpoBog aAipatikodg SiHeBaKPUAIKOG E0TEPAG
* Y3pOPIA0oG aAidaTikog SIHEBAKPUALKOG E0TEPAG
* JINAVIWHEVO EPPAKTIKO UALKO TuplTiag
* SI\aviwpévn KoAoeldng rupttia
« dl-kappopokivovn
» KataAUteq
« EvepyoroinTtég

(2) B Paste
* Y3pbdpoBog apwuaTiKOG SNeBAKPUAIKOG 0TEPAG
- Y3pOdpoRog aAipaTikdg dipeBakpuUAIKOg E0TEPAG
+ YOpOPIA0G aAidpaTikOg SLueOakpUALKOG E0TEPAG
* JINaVIWPEVO EPPPAKTIKO UAIKO armod BaptoUxo Uaho
» ®BopPLOUXO VATPLO HE KATEPYAOHEVT eTudAVELQ
+ KataAUteg
« Erutayxuvtég
* XpwoTikég ouoieq

H ouvOALKY] TIOCOTNTA AVOPYAVWV EUPPAKTIKMV UAKMDV
avépxetal repimou o 59 vol%. To néyebog Twv CwHATIdiwY
TV avopyavwy eNPPaKTIKOV UAKOV Kupaivetat anéd 0.04 um
péxpL 19 pm.

2) ED PRIMER II

Kupla ouotatikd

(1) Liquid A
* ueBAKPUALKO 2-udpo&ualBulo(HEMA)
+ AloGEIVO pwodopikd 10-peBakpulolAoEudekUAlo(MDP)
- Nepd
* N-pHeBaKpUAOUAO-5-auVOOAAIKUALKS 0EU(5-NMSA)
+ ETutayuvTég

(2) Liquid B
* N-peBakpuloAo-5-apvooaAlkUALKS oEU(5-NMSA)
« Nepd
« KataAlUteg
- ETutayuvTtég

3) ALLOY PRIMER
Kupla ouotatikd
+ AkeTOVN
+ Al0OEIVO Gpwodoplkd 10-peBakpuloliloEudekUAto (MDP)
* 6-(4-BrvuABeviuho-N-mporuAo)apivo-1,3,5-tplalivo-2,4-51816vn

4) OXYGUARD I
KUpla cuotatika
* YAUKEPLVN
* MoAualBuAevoyAUKOAN
- KataAUteg
+ ETutayuvTég
« Xpwpata

VIII. EXETIKA MPOIONTA
Ta mapakdTw mpoidvTa eival anapaitnTa ya CUYKEKPILEVES
dladikaoieq.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR

* AUTO TO TIPOIOV MePLEXEL £vav TapdyovTa ouvdeong alhaviou. e
piypa pe To CLEARFIL SE BOND PRIMER 1 To CLEARFIL LINER
BOND 2V PRIMER 1 To CLEARFIL NEW BOND 1) To CLEARFIL
PHOTO BOND au&avel Tnv tkavotnTta ouykOAAnong oe
anoKaTaoTAoELG TOPOEAAVNG 1) TOAUPEPI(OPEVNG PNTIVNG.

2) K-ETCHANT GEL

* AUTO TO TIPOIOV eival SlaAupa dwapoptkol 0EEog Kat
XPNOLHOTOLE(TAL YA TNV TIPOETOIHACIA TOU OHAATOU Kat TNG

TopoeAavng.
IX. KAINIKEZ ENEMBAZEIZ
1. Kipia d1ad ia (xphon Tng Koviag cuykéAAnong)
[EHMEIQSH)

XpnolporoleioTe TNV avapeulyévn maota 600 To duvatov
OUVTOMOTEPA aMoO TNV OTLYHA TNG TIAPACKEUNG.

1) Napaokeu TwV UAIKOV

1. EuBuypappiote To onpuadt 0To MEPIKOXALO HE TNV YPAUMNA
0TO £MBOAO Kal MePLOTPEWTE TNV oUpLyya yia va Byetn
anattoUpevn MOoOTNTA TNG MA0TAG. H EAAXLOTN TEPLOTPOPH
™g oUplyyag MpEmeL va eivat Hion atpodn.

. OLmoooTNTEG amo TNV A paste kal Tnv B paste mpémnel va eivat
{oeg.

. HmoodmTa g ndotag mou Byaivel anoé v teAeuTtaia
TEePLOTPOdN TG alpLyyag Uropel va unv eivat akpiPng. Ma to
AOYO auTd, anoppiyTe TNV CUPLYYA TPLV XPNOLUOTIOLOETE TV
Teleutaia noodTnTa.
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4. H amattoUpevn MoooTNTA MACTAG YA Hid TUTIKN EGappoyn
elvat
MePLOTPOPEG TNG oupLyyag Epappoyeg
Mion neplotpopn ‘EvbeTa Kal enevleta
1 mepLoTPoPpn Kopuiveg

[EHMEIQSH]
1. EQv adeldoete naota neploTpépovtag katd to 1/4, propei va
£ImpeacTei n anddoon Tou MPoi6VTOG KATA TNV OKApuVOn.
2. Eav n maota dev xpnolporoindei apeoa, mpenel va KaAudpBei
UE TO €181KO KAAUPUA TipooTaciag and To ¢wg.

2) Avauién g A paste kat Tng B paste

Avapi&te v A paste kat v B paste oo dioko avaugng yia 20
SeUTEPOAETTTA. Agv TIPEMEL VA UMAPXEL UYpATia aTov dioko
avauiEng n oty ondtoula mpLv and v xpnon, ylati n napouacia
vepoU pmopei va pelboel Tov Xpovo enegepyaoiag mg
avapepypévng naotag.

[MPOZOXH]
1. O Xpovog ene&epyaciag TG avapeplyHévng maotag Prnopei
va ToLKiAAEL av 1) avapiEn dev €xel yivel owoTd.
2. H mdota npérel va xpnotgornoindei péoa oe tpia 3 Aerrd ano
™V NMApAoKeUN TNG.
[MAPATHPHZEIS]
O xpovol eneEepyaoiag Tng maoctag PANAVIA F 2.0 amd v

OTLYHN TNG MAPACKEUNG HEXPL TNV OAOKANPWOT TNG
ouykOAAnong eivat:

Xpoévog eneEepyaociag Tng PANAVIA F 2.0

j . Xpévog
X1ddla epyaciag enetepyadiag
1.| Adeiaopa Twv UAKGV 15 Aenta
(nMeploTpEpovTag Tnv ouplyya (0o aptBpd oTPopwy) .
2.| AVAUIEN TWV UAKGV .
(ywa 20 deut.) 3 Aerra.
8| TonoBémon g anokatdotaongoe mieon | 60 Beur. |
-+ - ZTNV TepInTwon evOopL{IKWY agovwv 40 deut.
4.| ®OwTomoAupepIop6g
-+ - ZupBatikou ahoydvou, LED*! 20 Beut.
ToéEou MAGopaTog, 55
; L ! . -2 EUT
Aduna ahoydvou uynAnig andédoong
Egappoyn tou OXYGUARD I 3 Aentd.

‘EvTaon ¢wTtog TV EYKEKPLUEVWV AAUM®V TIOAULEPLIOHOU

(400~500 nm)

*1) ZupBatikol akoyodvou (>250 mW/cm?), LED (>160 mW/cm?)

*2) ToEou M\aopatog (>2000 mW/cm?), Aduma akoyovou ugning
anoddoong (>550 mW/cm?)

2. Tumkn diadikaoia | (ev3eifeig 1 swg 4: yia ouykéAAnon)
[1] Emaveiakn ene&epyaoia TnG amokardoTaong
1. NoAUTIHa pétalha (Kopaveg, YEQUpEG, EvBeTa Kal eMévOeTa)

1) AppoBoAn (avaloya pe TIG avAyKeg)
AppoBoAeioTte TNV emdavela TG anokaTaoTaAoNg He TNV XpHon
KOKKwV 0&e1diou Tou apylhiou pey£Boug 30 - 50 micron pe mieon
aépa 4,2 - 7 kglcm? (60 - 100 PSI); 2 - 3 deutepdAera ava cm? Ba
adatpéoouy v yualdda divovtag pia pat epdavion.

2) KaBaplopdg pe umepnxoug
KaBapioTe TNV anokatdotaon pe Pl CUOKEUR UTIEPAXWYV Yid
2 Aermrd.

3) Epappoyn tou ALLOY PRIMER
Am\®ote £éva Aerttd otpwpa ALLOY PRIMER oto kpdpa tou
TIOAUTIHOU PETAANOU.

[MPOZOXH]
Edv n erudpdavela mpdodpuong £xet HoAuvOei pe odALo 1y aipa Hetd
ToV KaBapLopd pe umepnxoug, kabapiote v emdpdavela
TPOODUONG OTNV CUCKEUT| UTIEPHXWV HE TNV XPNon evOg
0UBETEPOU KABAPLOTIKOU Kal EEMAUVETE TNV He vepd yia 1 Aerrod.

2. Mn moAUTipa péTalha

1) AupoBoAn (avaloya pe TIG avAYKeQ)
AppoBOoAE(oTE TNV eTUPAVELD TNG AMOKATACTAONG HE TNV XPNon
KOKKwV 0Eeldiou Tou apythiou peyéBoug 30 - 50 micron pe Tieon
aépa 4,2 - 7 kglem? (60 - 100 PSI); 2 - 3 deutepdAerta ava cm? Ba
adaipéoouv TV yuardda divovtag pia pat epdavion.

2) KaBaplopodg e umepnxoug
KaBapioTe TV anokatdotacn pe pia CUOKEUR UTIEPAXWYV Yid
2 Aermrd.

[MPO3ZOXH]
Edv n erupdvela mpooduong xet poAuvOel pe odAlo 1 aipa petd
ToV KaBapPLOpO PE UTEEPNXOUG, KaBapioTe TNV euddvela
TPOOGUONG OTNV CUCKEUT| UTIEPHXWV HE TNV XPNon eVOg
oudéTepou KaBaploTikoU Kal EEMUVETE TNV He vepd yia 1 Aero.

3. AMoKATAOTAOEIG MOPOEAAVNG KAl IOAUUEPILOUEVNG OUVBETNG
pntivng (evBéTtwy (inlays), emevOEéTwy (onlays) Kal dYewv)

1) AupoBoAn
AHHOBOAEIOTE TNV ETUPAVELA TNG AMOKATACTAONG HE TNV
Xpnon kOkkwv o&eldiou Tou apythiou peyeBoug 30 - 50
micron pe pikpn Tiieon agpa (1 - 2 kg/em? (14 - 28 PSI)).

2) Xapa&n pe pwodopikd o&l
Xapdgte TNV erupavela cuyKOAANong pe to K-ETCHANT GEL.

3) 'EKM\uoN Kat oTéyvmpa
AdoU xapdEete v erudpdavela mpdoduong e Gwapoplkd
08U, EeM\UveTe TNV eruPAvELa KAL OTEYVOOTE TNV.

4) Ene&epyaoia ouvdéopou olhaviou
EneEepyaoteite ™V emudpdavela mpoodpuong yia Tnv Xpnon
olAaviou pe Ta MaPaKATw UAIKA:
Edappoyr) evog piyparog and CLEARFIL PORCELAIN BOND
ACTIVATOR kat CLEARFIL SE BOND PRIMER 1) CLEARFIL
LINER BOND 2V PRIMER 1) CLEARFIL PHOTO BOND 1)
CLEARFIL NEW BOND.

[EHMEIQZH]
‘Otav ene&epyaoTeite TV emuddvela anokatdotaong,
TPOXWPNOTE TNV GUYKOAANON Aueoa.

[2] EncEepyaoia empaveiag npéoduong

1. KaBaplopdg g KOO TTAg 1 TNG emdAVELIQG CUVAPHOYAG
Tou dovTiou

1) ApalpéaoTe To TPOCWPLVO PPAYLIopa 1) TNV TIPOOWPLVN
OUYKOAANON anod tnv emedvela mpdapuong.

2) ‘'OTav KAveTe CUYKOAANOT OTO aKATEPYAOTO OUAATO N
Xpnolporoleite yépupa 1) mopoeAdviva eruxpiopata,
edpappoote K-ETCHANT GEL otnv erudpavela mpdboduong yia
10 deutepoOAerTTa.

2. EneEepyaoia emopdvelag npdbodpuong

1) Avapi&te to ED PRIMER Il
AM\®oTe pa otayova arnd to Liquid A kat ané to Liquid B oe
Sioko avapiEng kat avakatéPTe.

2) Epappoyr) Tou ALLOY PRIMER
Edv éxel xpnotoromBei pia ouvappoyn dovTiou and
TMOAUTIHO PETANNO, epapudote ALLOY PRIMER otnv
HETAAAIKN eTuddvela.

[MPOZOXH]
Edv n erupdvela mpdoduong £xet poAuvOe( pe odAto 1y aipa
UeTA v epappoyr) Tou ALLOY PRIMER, kaBapiote v
erupdvela pe pa BapBakepn yala euroTiopévn e ovOTVEUpA
Kat epappoote MaAl 1o ALLOY PRIMER.

3) E¢pappoyr) tou ED PRIMER I
Edapuoote 1o ED PRIMER Il og 6An TnVv erupdvela Tou
SovTIoU (OUAATO Kat 0dovTivn) TNng emdavelag mpoéoduong f\
TOU METAAAOU 1) TNG OUVAPHOYAG TOU dovTioU arnod clveeTn
pnTivn pe éva BoupTodakt plag Xpnong 1 opouyydpt kat
agnote 10 yia 30 deutepodAerta.

4) Stéyvwpa
Xpnolporoleiote €va opouyydpt iy éva xapti yla va
adalp£oETE TV MEPICOELA TOU primer yla va anopuyete
OUCCWPEUCT TOU primer 0TV PI{IK KOINOTNTA N} OTIG AKPEG
NG KOINOTNTAG. STEYVMOTE TO primer TOAU KAAA e anaAd
pelpa aépa. H cucowpeuon primer UMopel va mpokaAéoet
YPNYOPO TOAUHEPLONO TNG Koviag ouykOAAnong. Emiong dev
TPEMEL va To EEMAUVETE.
Ma va pnv ekto&eveTal To primer, {vat MpoTIHOTEPO va
adalpeital pe avappopnon.

[MPOSOXH]

To ED PRIMER Il mpéret va epappdletal oe OAn v erudpdavela
Tou dovTioU. Mnv To ar®VETE OTNV AMokaTaoTaon.

[3] Napaockeun Tng maotag PANAVIA F 2.0
MPOoETOHAOTE TNV KOVia CUYKOAANONG CUHPWVA HE TNV TUTIKY)
KALVIKR Sladikaoia. AvatpéEte oto IX.1."KUpla diadikaoia".

[4] Zuyk6AAnon
1. Epapyoyr) tng avayeptypévng ndoTag otnv anokaraotaon
ATAGOTE TNV avapeplyévn MAoTa oTnv anokataoTaon.

[MPOZOXH]
MHN epappdlete mdota PANAVIAF 2.0 otnv eruddavela Tou
dovTlou mou €xel mpoeTolpaotei pe ED PRIMER Il yiati 6a
emutaxUvel TNV okAfjpuvon g ndotag PANAVIA F 2.0.

2. SuykOAANON anokataotaong
SUYKOAANOTE TNV AMoKaTAoTacon oTny KOIAOTNTA 1) 0TV
ouvappoyn tou dovTiol. H ouykOAAnon mpémel va oAokAnpwOel
o€ 60 deutepoOAerTTa.

[MPOSOXH]
‘Otav n kovia ouyk6AAnong £pBel oe eradn e to ED PRIMER
1, 0 TOAUPEPLONOG TNG KOViaG GUYKOAANONG eTuTaxUveTaL.

3. Adaipeon g nepiooelag nactag
H repiooeia g ndotag PANAVIA F 2.0 rou uridpxet ota dkpa
uropei va adapedei pe €vav explorer 1) éva pikpo andEeotpo
(scaler). H anokatdotaon propei T@pa va ohokAnpwbei kat
va YUOALOTEl pe eAadpomeTpa Kat vepod.
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. MoAupeplopdg Twv dAkpwv ouykOAANong

MoAupepioTe TNV avapeutypévn maota ota dkpa cuykOAAnong,

Ue TIg dUo peBOBOoUG ToU MEPLYPAPOVTAL IAPAKATW.

(D M£B050G GWTOTOAUNEPLOUOU
‘Otav eival duvatodv va wToToAUPEPIOETE TNV Kovia
OUYKOAANONG KATA PAKOG TV AKPWwV OUYKOAANONG, OTIWG
oe évBeTa Kal eMEvOeTa, PWTOTIOAUNEPIOTE KABE TUANA
TWV AKPWV CUYKOAANONG yia 20 deuTepOAETTA HE
OUMBATIKY) AAUTA GWTOTIOAUPEPLOHOU aloyodvou (>250
mW/cm?) i ue LED (>160 mW/cm?). E4v xpnotporoindei
T6E0 TAAopatog (>2000 mW/cm?) i Adumna
HWTOMOAUNEPLOPOU aloydvou uYnAng anddoong (>550
mW/cm?) ,kdBe TuARPa Twv Akpwv cuykOAAnong Ba
TMoAupeploTel yia 5 deuTepoAeTTa.

[MPOZOXH]

H adiadavig ndota dev MPETEL va wTOTMOAUMEPLOTEL AAAG

uropel va moAupeptotel pe To OXYGUARD 1. ‘Exel pikpd BaBog

DWTOMOAUUEPIOMOU.

(2 OXYGUARD I

Xpnotporoteiote To OXYGUARD Il yia va moAupepioete
TNV avapepygévn ndota wg eENG:
Me éva BoupTodkl plag xprong, amaote to OXYGUARD I
0TO AKpo. MeTd armo 3 Aerrd adalpéote 1o OXYGUARD I
pe BapBakl kat YPeKAopo e vepod.

[5] OAokAfjpwaon
Adalpéote TV Mepiooeia NG Koviag cuykOAANong and tnv
erupdvela Tou dovtiol yuahifovtag To.

3. Tumkn diadikaoia Il (‘Evdei§n 5: avacuoraon)

[EHMEIQSH]
H dwadikaoia auth xpnotpornole{tal He MPOoXNUATIONEVO dEova
KAl avaouoTtaoelg oUvBeTng pntivng. MNa v cuykOAAnon
UETAANIK®V avaouoTaoewy, avatpéEte oto Turukn dadikaoia 1
Kal oTIg 0dnyieg Xxpnong Tou d&ova kat Tng olvBeTng pntivng.

[1] Ensepyaoia Tng emaveiag Tou GEova
1. AUHOBOAY
AppoBoAeiote Tov GEova av xpelaZetat.

[EHMEIQZH)]
Oplopévol mpooxnuatiopévol dgoveg dev xpelalovral
appoBoAn. Avatpégte otig Odnyieg Xprhong tou
OUYKEKPIPEVOU AEova.
2. Epappoyn) Tou ALLOY PRIMER

Am\wote To ALLOY PRIMER otov d&ova, gdv gival anod kpaua
TOAUTIHOU HETAANOU.

[2] KaBapiopdg Tng KoIAOTNTAG Kal IpoEToIpAcia TNG PIQIKAG
KOINOTNTAG
AdaipéaTe To MPoowpLvd appdylopa and TNV KONOTNTA Kal To
UALKO aroé v pIlikn KOIAGTNTA. Me TnVv Xprion evog aAeloudp
Pizo, mpoeTtolpdote kat kabapiote TNV orm g PI{IKNAG KONOTNTAG.

[3] EnsEepyaoia Tng emdaveiag Tou dovTiolw
1. AvapiEn tou ED PRIMER Il
AM\®oTe P otayova ard 1o Liquid A kat ané to Liquid B oe
SioKO avAUIENG Kal avakateYTe.

. Epappoyr) tou ED PRIMER I
Me Tnv Xpnon evog odouyyaptou ) Ulag PnatoveTag, arm®oTe To
piypa otnv pigiki KoIAOTNTA, OTNV emudavela g picag kat otnv
emdavela Tou dovTiol. ApHoTe To ekel yla 30 deuTepOAETTTa.

n

3. Adaipeon g mepiooetag Tou primer (1 dia dadikacia
akoAouBeital otV Mepimwon Twv PETAAAIKOV avVAoUOTATEWV)

Me Vv xpnon evog apouyyaplol, Hlag HMatoveTag 1 evog
XapTioU, anopakpUVETe TNV MEPIOTELA TOU primer yla va
anopUYETE TNV CUCCMPEUOT TOU primer OTIG AKPEG TG
KOIAOTNTAG Kal 0TNV PLGIKN KOIAOTNTA.

4. Stéyvopa
3TEYVQOOTE TO primer Je anaAod pevpa aépa. Ma va pnv
ekTOEeUETAL TO primer, eival TPOTINOTEPO va adalpeital ue
avappoddnon.

[MPOZOXH]

STeyvaoTe To primer MOAU kaAd. H cugompeuan primer oTig

AKpEG TNG KOINOTNTAG N OTNV PL{IKN KOWNOTNTA propel va

TPOKAAETEL YPNYOPO TIOAUHEPLONO TNG AVAUEULYHEVNG MACTAG.

[4] Napaokeun Tng motag PANAVIA F 2.0
MpoeTOHACTE TNV Kovia CUYKOAANONG cUpdWva HE TNV KUpLa
KAWVIKA dladikaoia. Avatpé€te ato IX.1. "KUpla dladikaaia".

[5] Toro8£Tnon Tou dEova
1. AMA\@aoTe TNV avapeptydévn ndota oTov agova

[MAPATHPHZEIS]
H avapeptypévn naota epappodletat oTov HETAMIKO dEova yia
OUYKOAANON.

2. ToroB£tnon Tou d&ova otnV PIJIKA KONOTNTA
MeTd TNV epapuoy” TG avaueplypévng naotag otov agova,
ToMoBETEIOTE TOV AUeTa OTNV PLILKI KOIAOTNTA. ZUVIOTATAL
va doveitat eAappd o dEovag 6Tav Tov TorobeTeite OTNV
PLZIKN KOIAOTNTA Yla va arnopUyeTe TNV nayideuon
duocaiidwv agpa.

[MPOSOXH]

» EQv TpOKELTAL VA TOMOOETNOETE MEPLOCOTEPOUG MO Evav
A&oveg og £va dOVTL, MPOCEETE va PNV TEPATEL 1) Kovia o
AAAEG PLIKEG KOINOTNTEG.

» Mnv xpnotporoteite orupdA lentulo yia Tnv TomoBEéTnon mg
Koviag ouykOAANoNg otnv pIgikA kothdétnTa. Eav n kovia
OUYKOAANONG ToToBeTNOel 0NV PLYIKN KOIAOTNTA Pe auplyya
ouveeTtng pnTivng, Ba erutaxuvOei o moAupeplopog Tng. Eival
emuBePAnuévo va tonoBetBei o GEovag aueoa.

3. EmioTpwon g nepiooelag koviag
Me éva Jikp6 BoupTodkl, OTPOOTE TNV Mepiooeta TG Koviag
OTNV KOpWVaA Kat aTnv KepaAr) Tou agova.
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. MoAupeplopdg TG Koviag ouykOAAnong
DWTOMOAUNEPIOTE TNV KOVia CUYKOAANONG OTNV Kop®va Kal Thv
kedan Tou agova yia 20 deutepOAera pe oupBatikn Aapna
ahoyovou (>250 mW/ecm?) 1y pe LED (>160 mW/cm?). Eav
XpnotporoinBei T6&o Mdaopatog (>2000 mW/cm?) i Aapma
dwTOMOAUHEPLIOHOU ahoydvou uPnAfg anoddoong (550 mW/cm?),
KABE THAKA TWV AKPWV CUYKOAANONG Ba MoAUpEPLOTEL yia 5
deutepoOAerTa.

[EHMEIQSZH]
Edv dev prnopei va yivel poTomoAUpHEPIONOG OTaV EXEL
XxpnotworownBei n adiapavng kovia, xpnotgornoteiote v olvOeTn
pntivn avactotaong.

[6] ZGvBeTn pnTivn avacluoTaong
MNpoeTolpdote v oUvOeTN prTivn avacuotaong otnv
OUVapPHOYR Tou dovTioU cuudwva Pe Tig odnyieg xprnong.

[7] NoAupepiopdg kai anonepdTwon TG oUvOeTNG PNTIiVNG
AdoU ToAupepioeTE TNV OUVOETN PNTivN, ETOIMACTE [la CUVAPHOYN
dovTiou.

4. Tumkn iadikaoia lll (ev3ei&eig 6: Zuyk6AAnon apaAyapaTwv)

[1] KaBapiopég Tou dovTiol
KaBapiopodg Tou dovTiou 1y NG eTudAvelag GUVAPUOYAHG
AdalpECTe TO MPOOWPLVO OYPAYLONA N TO UAIKO TIPOCWPLVAG
OUYKOAANONG and tTnv emupdavela CUVAPHOYAG.

[2] Enc&epyaocia Thg emdpdaveiag Tou dovTiol

Ene&epyaoia pe to ED PRIMER I

1) Napaockeun Tou ED PRIMER I

2) Am\@oTe pia otayoéva and o Liquid A kat pia and to Liquid B
otov dioko avAplEng Kat avapi&re.
Amwote To ED PRIMER Il g 6An ™V emudavela mpéapuong tou
SovTioU (OpAATO Kat 0d0ovTivn), 0TV PETANALKN /) 0TV GUVapuoyn
oUvBeTNg pTivng pe £va pikpd BoupTodkL 1) opouyydpt Kat apnoTe To
yta 30 SeutepoAera.

3) ZTéyvwpa
XpnotdoroteioTte éva apouyydpl 1) éva xapti yla va
adalpéoeTte TNV Mepiooela Tou primer yia va anopUyeTe
OUCOMPEUOT TOU primer oTIq AKPEG TNG KON TNTAG.
STeyVOOTE TO primer MOAU KaAd pe anald pevpa aépa. H
ouUCOMPEUON primer Propei va MPoKaA£aeL YpNyopo
TOAUMEPLOPO TNG Koviag ouykOAAnong. Ma va pnv
ekToEgUETAL TO primer, gival MPOTIHOTEPO va adalpeital ue
avappodonon.

[3] Napaokeun Tng Koviag ouykdAAnong
MapaokeudoTe TNV Kovia CUYKOAANONG cUPPwVaA PE TNV
TuTikY) dladikaocia. AvatpéEte oto kepdaAato IX.1. "Turukh
Siadikaoia".

[4] Tormo8£TnoN Tou apaAydpaTog
1. Epappoyr) g Kovia ouykOAAnong otnv kolhdétrta
AMA®OOTE €va AeTro, Ag{o OTpOUA ard TV avapeptypévn kovia
OUYKOAANONG 0g OAN TNV emdaveld TG KOINOTNTAG TIOU £XETE
nipoeTolpdoel ue To ED PRIMER Il mpooéxovtag va pnv eykAwBioete
agpa.

[MPOZOXH]
Ene1dr) to ED PRIMER Il etutaxUvet Tnv okAnpuvon g koviag
OUYKOAANONG, N Kovia mpémel va tonoBetBei oTnv KOIAOTNTA
dueoa.

2. NAHpwon To apuaAyauatog
To KOVIOPTOTONUEVO ApAAYapa TIPETEL VA CUUMUKVWOEL
oV Mepioota g Koviag CUYKOAANoNG.
H paontiki Adgguon prnopei va yivel e Tov TUTIKO TPOTIO.

[5] Adaipeon Tng nepicosiag Koviag
Kabe pikpn mepiooeia g naotag PANAVIA F 2.0 mou €xet
napapeivel ota akpa propei va adalpedei pe €va explorer  pikpd
and&eotpo (scaler).

[6] MoAupepiopdg TnG Koviag ouykdAAnong
MoAupepioTe TNV AVAUEULYHEVN TIAOTA OTA AKPA GUYKOAANONG,
Ue TIg 800 HeBOBOoUG ToU TeplypAdovTal MAPAKATW.
D MéB050G GpWTOMOAUNEPLOHOU

‘Otav eivat duvatdv va ¢wTonoAupepioeTe TV Kovia
OUYKOAANONG KATA PNKOG TWV AKPWV OUYKOAANONG, 6Nwg oe
£vBeTa KalL EMEVOETA, GWTOTOAUNEPIOTE KABE TUNHA TWV AKPWV
OUYKOAANONG Yia 20 deuTtepOAEMTa e CUPBATIKA AdUna ahoyovou
(>250 mW/cm?) 1) pe LED (>160 mW/cm?). Edv xpnotporonbei 100
mdaopatog (>2000 mW/cm?) 1) AGuna ¢pwTomoAUpEPLOHOU
aloyobvou uPnAng anddoong (>550 mW/cm?), kaBe TEHUa Twv
Aakpwv ouykOAANong 6a moAupeploTel yia 5 deutepOAeTTa.

[MPOZOXH]
H adlapavng maota dev MpEMel va GwTOMOAUPEPLOTEL AAAA propel
va noAupeploTel pe To OXYGUARD II. ‘Exel pikpd Badog
HWTOTOAUNEPIOHOU.

(@ OXYGUARD I
Xpnotporoteiote To OXYGUARD Il yia va moAupepioete
NV avapeptypévn maota g e&Ng:
Me éva BoupTodkt piag xprong, amaote To OXYGUARD Il
oTo akpo. Metd anod 3 Aerrd adaipéote To OXYGUARD Il
He BauBakt kat Pekaopod pe vepo.

[7] AnonepaTwon
AdalpéoTte TV Mepiooela TNG Koviag cUYKOAAnoNg arnod thv
emgavela Tou dovtiol yuaAiZovtag To.

[EFTYHSH]
H Kuraray Noritake Dental Inc. Ba avTiKataoThoeL OTOLOSNTOTE
mpoidv eival mpoBAnuatiké. H Kuraray Noritake Dental Inc. dev
euBUveTal yia omoladnrote anwAela i {nuid, aueon,
€MAKOAOUBN N MPOOBETN, TIOU Propei va TPokUYEL amnod v
€pappoyn N TNV XpNon N TNV Hn LavotnTa Xprong autdv Twv
mpoidvTwy. Mplv amnd v XprHon, o XpNOoTNG MPEMEL va opioel
€MAKPLROG TNV KATAAANASOTNTA TWV MPOIGVTWY Yia TNV
TPOOPIIOHEVT XPNON Kal 0 XPNOTNG avaiapuBavel tnv eubivn
KAl TNV UTOXPEWON YLa TNV XPNoN TwV MPOIOVTWV QUT®V.

[EHMEIQSH]

«CLEARFIL», «<PANAVIA» kat «OXYGUARD» eival epmopika
onpata g KURARAY CO., LTD.

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Kuraray Europe GmbH
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840 Fax:+49 (0)69 305 35 640
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